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GLOBALNY tANCUCH DOSTAW DLA
POLPRZEWODNIKOW

Nie ma chyba bardziej miedzynarodowego biznesu niz produkcja pdtprzewodnikow. taricuchy dostaw
poszczegdlnych firm niemal zawsze obejmuja kilkanascie krajéw Azji, Ameryki i Europy. Ze wzgledu na
niezwykty poziom skomplikowania procesu, wymuszajgcy Scista specjalizacje poszczegdlnych firm, zaden
kraj czy region nie jest niezalezny ani autonomiczny w catym taricuchu dostaw [1].

W efekcie poszczegodlne kraje czy nawet regiony utrzymuja wiodaca pozycje w poszczegéinych
segmentach tarnicucha dostaw. Obecnie jedynie okoto 10% Swiatowej produkcji pétprzewodnikow odbywa
sie w Europie i ogranicza sie gtéwnie do wytwarzania chipéw w technologii 22 nanometréw lub wigcej. Tylko
dwie firmy w Azji Wschodniej, tajwariski TSMC oraz potudniowokoreariski Samsung sg w stanie tworzy¢
najnowoczesniejsze chipy w technologii od 2 do 7 nanometréw, jednak sprzet niezbedny do tej produkciji
produkowany jest wytgcznie w Europie przez firme ASML w Holandii. Tych wzajemnych zaleznosci w
migdzynarodowym taricuchu dostaw jest bardzo, bardzo wiele.

- Zaden kraj nie jest samowystarczalny w zakresie pétprzewodnikdw ze wzgledu na
ztozonosé, lokalizacje geograficzng i gtebokie wspdtzaleznosci charakteryzujgce
tancuch dostaw. [...] Stany Zjednoczone dominujg w swiatowych wydatkach na
badania i rozwdj, Tajwan to najbardziej zaawansowane technologie produkcyjne i
dominacja na rynku foundry, Japonia - produkcja ptytek, a Chiny - surowce.
Wytwarzanie chipéw, od projektu po produkcje, montaz, testowanie i pakowanie,
sktada sie z ponad 1.000 etapdw z wykorzystaniem okoto 300 materiatéw, w tym
ptytek krzemowych, gazéw i chemikalidw. Producenci pétprzewodnikdow korzystajg z
16.000 dostawcdw na catym swiecie. taricuch dostaw wymaga przekroczenia
granicy 70 razy, zanim chip dotrze do uzytkownika koricowego, i ma ponad 50
waskich gardet, w ktérych jeden region posiada ponad 65% udziatu w rynku
Swiatowym. To sprawia, Ze taricuch dostaw jest podatny na zaktdcenia, takie jak
kleski zywiotowe, awarie infrastruktury i napiecia geopolityczne - piszg w 2024 roku
analitycy ESPAS w raporcie dla EU [2]

[1] The position of the EU in the semiconductor value chain: evidence on trade, foreign acquisitions, and ownership.

2024, Joint Research Centre, Andrea Ciani, Michela Nardo

[2] Global Semiconductor Trends and the Future of EU Chip Capabilities, European Strategy and Policy Analysis System

(ESPAS), 2024 . .



GLOBALNY tANCUCH DOSTAW DLA POLPRZEWODNIKOW

UDZIAL REGIONOW W POSZCZEGOLNYCH SEGMENTACH
tANCUCHA DOSTAW DLA PRODUKCJI POLPRZEWODNIKOW
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Zrédto: Global Semiconductor Trends and the Future of EU Chip Capabilities,
European Strategy and Policy Analysis System (ESPAS), 2024

Dane dotyczace tancucha dostaw potwierdzajg, ze europejskie firmy produkujgce potprzewodniki w duzym
stopniu polegajg na dostawcach i odbiorcach majgcych siedziby poza UE. Z badan przeprowadzonych w roku
2023 przez Joint Research Centre wynika, ze srednio prawie 80% dostawcow aktywnych w europejskim
tancuchu dostaw dla pétprzewodnikéow ma siedziby poza UE. Ponadto unijne firmy biorgce udziat w
tarcuchu dostaw dla przemystu pdtprzewodnikowego majg srednio tylko 37% swoich klientow w UE.
Sposrdd owych 80-procent dostawcow spoza UE, wigkszos¢ ma swoje siedziby w Stanach Zjednoczonych
(36%), a w dalszej kolejnosci na Tajwanie (12%), w Chinach (11%), Korei Potudniowej (10%) i Japonii (9%).
Swiadomosé tych faktéw byta jednym z motywéw inicjatywy European ChipAct. [1]

[1] The ﬁosition of the EU in the semiconductor value chain: evidence on trade, foreign acquisitions, and
ownership. 2024, Joint Research Centre, Andrea Ciani, Michela Nardo . .



PRZEMYSE POLPRZEWODNIKOWY W EUROPIE
/ FRONT-END

Caty proces produkcji potprzewodnikéw mozna podzieli¢ na dwa wyraznie oddzielone etapy, nazywane
front-end oraz back-end. Oba etapy charakteryzujg sie bardzo odmiennymi procesami technologicznymi
oraz i wymagajg rozwazenia roznych czynnikow przy okreslaniu optymalnej lokalizacji dla zaktadow
produkcyjnych. Unikalne wymagania tych dwéch etapow skutkujg wyraznymi réznicami pomiedzy
listami krajow i regionéw, ktore s3 idealnie przystosowane do prowadzenia tego typu produkcji.

Produkcja typu front-end obejmuje konwersje krzemu na zaprojektowane ptytki krzemowe i jest wysoce
technicznym procesem, charakteryzujagcym sige bardzo wysokimi wymaganiami dotyczacymi naktaddw
inwestycyjnych. Niezbedna jest réwniez odpowiednia liczba wysoko wykwalifikowanych pracownikéw,
mogacych obstuzyé bardzo zaawansowane technicznie operacje produkcyjne.

Z kolei produkcja back-end obejmuje testowanie i pakowanie uktadéw scalonych z ptytek krzemowych
wytwarzanych w procesie front-end. Produkcja back-end poczynita w ostatnich latach olbrzymie postepy
technologiczne (pakowanie 2.5D/3D,  automatyzacja procesu), redukujgc jednoczesnie poziom
zanieczyszczen i kosztéw operacyjnych. Pomimo postepu technologicznego i automatyzacji, ten etap
pozostaje mnigj kapitatochtonny, stawia réwniez stosunkowo mniej wygérowane wymagania w zakresie
ochrony wtasnosci intelektualnej i zapewnienia wysoko wykwalifikowanej sity roboczej. Z punktu widzenia
Polski, branza back-end lepiej tez odpowiada juz posiadanym do$wiadczeniom i umiejetnosciom
technicznym, nabytym w procesie rozwoju przemystu elektronicznego w Polsce.

Front-End w Europie

W Europie zlokalizowanych jest okoto 55 zaktadéw, zwigzanych z procesami front-end. Niektdre z nich
powstaty juz lata temu - historia najstarszych z nich sigga lat 50-tych - a udziat Europy w $wiatowe;
produkcji byt kiedys znacznie wiekszy niz dzi$. Obecnie najwiecej, bo az 17 zaktaddw front-end posiadajg
Niemcy, niewiele mniej (11) zlokalizowano w Wielkiej Brytanii. Wiele z linii ulokowanych w Europie
specjalizuje sie w niszowych aplikacjach lub petni funkcje badawczo-rozwojowe.

W ujeciu paneuropejskim, na wyrdznienie zastuguje region Saksonii i Czech, zwtaszcza wobec licznych
zapowiedzi rozwoju produkcji w Dreznie oraz na terenie Czech. Juz teraz w Dreznie znajdujg sie fabryki
GlobalFoundries (odkupione od AMD), Bosch, Infineon i X-Fab, a w nieodlegtych Czechach swoje zaktady
majg ABB oraz onsemi. Po kryzysie ftancucha dostaw pdtprzewodnikéw wywotanych pandemig
koronawirusa, pojawity sie zapowiedzi budowy nowych zaktadéw ze strony producentéw potprzewodnikow,
a Drezno jest wsrod nich czesto wymieniang lokalizacja. Region ten moze sta¢ sie w przysztosci
europejskim centrum produkcji pétprzewodnikow.
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/ BACK-END

Back-End w Europie

Europejski sektor zaawansowanych technologii
koricowego montazu stanowi jedynie niewielkg
czes¢ rynku Swiatowego. W 2023 roku
wolumen rynku advanced packaging w UE
szacowany jest na 300 min EUR, co stanowi
zaledwie 1,8% sSwiatowej produkcji. Do
kluczowych europejskich lokalizacji 0
zaawansowanych — mozliwosciach  pakowania
nalezg zaktady Amkor w Portugalii, Infineon w
Niemczech i STMicroelectronics na Malcie.
tacznie w tych zaktadach pracuje okoto 5200
0sob, skupiajac sie na takich technologiach
koncowego montazu jak Fan-Out (FO) i Flip Chip
Ball Grid Array (FC BGA).

Zaktad Infineon w Ratyzbonie w Niemczech
zatrudnia 3.000 pracownikéw i zajmuje sig
technologiami FO eWLB i matryc wbudowanych,
jednak wigkszos¢ operacji back-end firmy
ulokowana zostata w Azji. STMicroelectronics ma
zaktad w Kirkop na Malcie, w ktérym pracuje
1.600 pracownikow zajmujgcych sie
technologiami FC BGA, oraz mniejszy zaktad
produkcyjny FO w poblizu Neapolu we Wtoszech.
Ponadto zaktad Amkor w Porto w Portugalii, w
ktorym pracuje 600 pracownikdéw, stosuje
technologie Fan-Out i WLP (Wafer-Level
Packaging).

Pomimo obecnosci tych zaktadéw, wktad UE w
globalne zaawansowane pakowanie pozostaje
skromny. 7 drugiej, istnieje realne perspektywy
poprawy tego stanu rzeczy. Na przyktad wspdlna
inwestycja TSMC, NXP, Infineon i Bosch w Dreznie
moze  potencjalnie  obejmowaé  réwniez
zaawansowane technologie finalnego montazu.
Réwniez Thales we Francji realizuje operacje
advanced packaging dla przemystu lotniczego i
militarnego, opierajac sie na technologiach FO i
FC BGA.

Perspektywa globalna

Zaawansowane technologie w ramach etapu
back-end, okreslane jako advanced packaging,
wymagajg specjalistycznej wiedzy na wielu
poziomach tancucha dostaw, oferujac dzieki
temu znaczne perspektywy wzrostu. Lider
kontraktowej produkcji potprzewodnikéw, TSMC,
uzyskuje okoto 20% przychodéw z dziatalnosci
OSAT i regularnie intensywnie inwestuje w te
dziedzing. Strategiczne perspektywy wzrostu
rynku OSAT wynikaja z jego trzech gtéwnych
zaletach: szybszym wprowadzaniu
potprzewodnikow na rynek, obnizeniu
kosztow rozwoju oraz ugruntowanych
relacjach z klientami.

Ocenia sie, ze od 2022 do 2035 roku rynek
zaawansowanych technologii integraciji
potprzewodnikow bedzie rést o 11,4% rocznie,
znacznie przewyzszajac wskazniki wzrostu
catego rynku OSAT. Wielkos¢ tego rynku ma
zwigkszy¢ sie z 20 miliardéow EUR w 2022 roku
do okoto 80 miliardéw EUR w roku 2035.
Czynnikami napedzajgcymi ten wzrost sg
rosngcy popyt na wysokowydajne komputery,
miniaturyzacja urzadzen elektronicznych i
postep w technologiach pdtprzewodnikowych,
ktére wymagajg coraz bardziej wyrafinowanych
rozwigzan w zakresie koricowego montazu.

Pod wzgledem najwazniejszych aplikacji, rynek
advanced packaging zdominowany jest przez
elektronike  uzytkowa  (smartfony,  PC),
stanowigcg 41% wszystkich zastosowan.
Kolejnym pod wzgledem wielkosci segmentem
sg serwery i infrastruktura telekomunikacyjna z
udziatami odpowiednio 21% i 12%. Sektor
motoryzacyjny, napedzany takimi technologiami
jak Flip Chip Ball Grid Array (FC BGA) i Fan-Out,
stanowit 10% rynku. Inne segmenty, takie jak
automatyzacja, odnawialne Zrddta energii, opieka
zdrowotna, lotnictwo i obronno$¢ oraz
bezpieczenstwo, tgcznie stanowity 16%.
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/ BACK-END

Ranking Kearney

We wrzesniu 2024 roku analitycy Kearney
przeanalizowali 28 parametréw, decydujgcych o
atrakcyjnosci danego kraju, podzielonych na trzy
zasadnicze kategorie: otoczenie biznesowe (waga
30%), zachety kapitatowe (waga 20%) oraz
koszty i zachety operacyjne (waga 50%).
Rysunek na kolejnej stronie  dokumentu
przedstawia ranking krajow i regionéw, powstaty w
wyniku analizy Kearney.

Polska znajduje sie na piatej pozycji rankingu
Kearney, najwyzej sposrod wszystkich krajow
Europejskich. Liderami rynku produkcji back-end
(tzw. rynek OSAT) sg Tajwan i Chiny kontynentalne,
ktorzy tacznie kontrolujg ponad 60 procent jego
udziatow, a takze Malezja i Indie. Sposrod 10
najwigkszych dostawcow OSAT na $wiecie, szesciu
ma siedzibe na Tajwanie, a trzech w Chinach
kontynentalnych. Jednak jak pisze Kearney, Unia
Europejska chce wzmocnié¢ swojg lokalng sieé¢
produkcji  pétprzewodnikéw, uzupetniajac
zaktady produkcji front-end w Niemczech, Irlandii
i Francji o funkcje back-end. Polska jest
strategicznie dobrze pozycjonowana na rynku
OSAT poprzez mozliwos¢ zaoferowania
stosunkowo niskich kosztéw operacyjnych.
tacznie Polska uzyskata od Kearney 5.2 punktu
(lider listy, Tajwan, otrzymat 6 punktéw), z czego az
3.4 z tytutu przyjaznego otoczenia gospodarczego.
Na drugim miejscu rankingu plasuje si¢ Malezja,
postrzegana jako niezalezne, bezpieczne migjsce
do plasowania operacji back-end. Jej wysoki, 13-
procentowy udziat w globalnym rynku OSAT jest
efektem trwatych, wieloletnich wysitkéw rzadu,
skoncentrowanych na  wsparciu  solidnego,
lokalnego ekosystemu pdtprzewodnikdw. Malezja
oferuje wyjatkowo stabilne srodowisko biznesowe
W poréwnaniu z innymi rozwijajgcymi sie regionami,
zapewnia ponadto niedrogg i wykwalifikowang site
roboczag. Nie bez znaczenia jest oczywiscie zestaw
zachet, takich jak piecioletnie wakacje podatkowe
czy zwolnienie z cet importowych na surowce i
komponenty.

W opracowaniu firmy Kearney,
Polska znalazta sie na pigtym
miejscu na Swiecie pod wzgledem

atrakcyjnosci lokowania produkgcji
back-end

Europejski Ekosystem branzy back-end

W Europie dziatajg producenci sprzetu i
narzedzi back-end, tacy jak BESI (Holandia) i
Siss MicroTec (Niemcy). Konsorcjum UE
Pack4EU ma zaproponowaé plan inwestycji w
zaawansowane technologie koncowego
montazu, obejmujacy migdzy innymi linig
pilotazowg finansowang przez European Chips
Act, skupiajgca sie na opakowaniach 3D dla RF.
W przedsiewzigcie zaangazowane sg miedzy
innymi IMEC, Fraunhofer oraz CEA Leti.

Przysztosé back-end w Europie

Branza zaawansowanych technologii back-end w
UE jest gotowa na wzrost, cho¢ nadal istniejg
rowniez powazne wyzwania. Jak pisze IPC w
swym raporcie Securing the European Union’s
Electronics Ecosystem, kluczowe dla utrzymania
i potencjalnego zwiekszenia udziatu UE w rynku
globalnym wydajg sie byé inwestycje w nowe
zaktady i technologie. Strategiczne inicjatywy,
wspotpraca i ciggte inwestycje w badania i
rozwoj odegrajg kluczowa role w ksztattowaniu
przysztosci advanced packaging w Europie.
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European Chips Act 1.0

W ciggu ostatnich dziesigciu lat, globalne znaczenie przemystu pétprzewodnikowego znaczgco wzrosto.
Ponadto pandemia COVID-19 wyraznie ujawnita strategiczne stabosci w taricuchach dostaw i podkreslita
potrzebe posiadania silnego, lokalnego przemystu pétprzewodnikowego. Zaréwno Stany Zjednoczone, jak i
Unia Europejska zdaty sobie sprawe z koniecznosci zwiekszenia produkcji chipdw na swoim terytorium, aby
zapewni¢ bezpieczenstwo gospodarcze i technologiczne. W odpowiedzi na te wyzwania, 25 lipca 2023
roku Rada Unii Europejskiej zatwierdzita European Chips Act, ktory oficjalnie wszedt w zycie 21 wrzesnia
2023. Inicjatywa ta stanowi czes$¢ wigkszego wysitku na rzecz promowania innowacji cyfrowych w Europie,
a jej celem jest zwigkszenie produkcji potprzewodnikéw, co ma doprowadzi¢ do poszerzenia obecnosci
europejskich mikroprocesordéw na swiatowym rynku.

Warto w tym miejscu zaznaczyé, ze mimo znaczacej roli w produkcji urzadzen elektronicznych, udziat Unii
Europejskiej w swiatowym sektorze pétprzewodnikéw jest ograniczony. European Chips Act okresla
ambitne cele na najblizszg dekade, dgzgc do podwojenia udziatu Unii Europejskiej w globalnej produkcji
potprzewodnikéw - z obecnych 10% do 20%. Przewiduje sie jednakze, ze zapotrzebowanie na chipy
podwoi sie do 2030 roku, co oznacza, ze sama zwielokrotniona produkcja w UE nie bedzie wystarczajagca,
aby sprostaé przysztemu popytowi. Dlatego tez UE planuje zainwestowa¢ 43 mld EUR z funduszy
wspdlnotowych, oferujgc w ten sposdéb dotacje dla sektora potprzewodnikéw az do 2030 roku.

Sam akt ECA zostat podzielony na trzy zasadnicze filary. Pierwszy filar ma utatwia¢ transfer wiedzy z
laboratorium do fabryki, a w jego ramach beda wspierane takie dziatania jak tworzenie zaawansowanych
pilotazowych linii produkcyjnych, rozwdj platformy projektowej opartej na chmurze, tworzenie centrow
kompetencyjnych, rozwdj chipéw kwantowych, a takze utworzenie dedykowanych instrumentdéw
finansowych. Drugi filar europejskiej ustawy o chipach zacheca do inwestycji publicznych i prywatnych w
zaktady produkcyjne, w tym réwniez wsparcie matych i $rednich przedsiebiorstw (MSP) poprzez
zmniejszenie barier finansowych zwigzanych z rozpoczeciem dziatalnosci w branzy pdtprzewodnikowe;.
Jednak juz w momencie sktadania wniosku w sprawie ustawy ECA komisja wskazata, ze pomoc moze zostaé
przyznana jedynie obiektom nowatorskim, jak to okreslono ‘first-of-a-kind. W trzecim filarze ECA
ustanawia mechanizm koordynacji miedzy parnstwami cztonkowskimi a Komisjg w celu zacies$nienia
wspotpracy pomiedzy panstwami, monitorowania dostaw potprzewodnikéw, szacowania popytu,
przewidywania niedoboréw i w razie potrzeby uruchamiania dziatan korygujacych. Pierwszym krokiem jest
uruchomiony 18 kwietnia 2023 roku system zgtaszania zaktdcen w taricuchu dostaw pdtprzewodnikéw.
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European Chips Act 2.0

W prace nad Chips Act 2.0 zaangazowaty sie wiodace firmy europejskiego sektora pétprzewodnikow,
a takze producenci sprzetu - Bosch, Infineon, NXP, STMicroelectronics, ASML, ASM, Carl Zeiss oraz
Air Liquide. Branza oczekuje, ze Chips Act 2.0 zapewni szerszy zakres wsparcia niz poprzedni program.
Organizacje ESIA oraz SEMI Europe apeluja, by nowym finansowaniem objeto nie tylko budowe fabryk
uktadow scalonych, ale takze centra projektowe, dostawcow materiatow i sprzetu oraz inicjatywy
badawczo-rozwojowe. Zdaniem przygotowujgcych aktualizacje programu, Unia Europejska posiada silne
kompetencje w obszarach takich jak badania i rozwéj czy produkcja narzedzi do wytwarzania uktadow
scalonych, czego dowodem jest pozycja rynkowa takich firm jak ASML, ASM International, Carl Zeiss SMT
czy SUSS MicroTec.

3 czerwca 2026 Komisja Europejska opublikowata propozycje Chips Act 2.0, ktéry nie zmienia
zasadniczego celu przyjetego w 2023 roku, jakim jest wzmacnianie europejskiego ekosystemu
potprzewodnikow, jednak znaczgco rozszerzono zakres dziatar, wprowadzajagc instrumenty majgce
wspiera¢ industrializacje technologii, rozwdj rynku dla europejskich rozwigzan oraz zwiekszanie odpornosci
tancuchow dostaw.

Poprawa warunkow «  Wzmocnienie badan, innowacji i rozwoju umiejetnosci w catym ekosystemie pétprzewodnikéw
dla  inwestygji i . Przyspieszepie proct_edur wydawania pozwolen z .uzyskan.iemlpozwolerﬁ w chgu maksymalnie 12 migsiecy
konkurencyjnosai « Wprowadzenie ‘Wielkich Wyzwaii’ w celu wsparcia rozwoju p6tprzewodnikéw o kluczowym znaczeniu (np.Al)
« Wzmocnienie wspétpracy z partnerami migdzynarodowymi poprzez strategiczne partnerstwa
« Wzmocnienie powigzan miedzy producentami uktadow scalonych a koricowymi uzytkownikami
Stymulowanie « Ustanowienie Akceleratoréw Popytu, zapewniajacych zgodno$é produktéw z potrzebami przemystu i
popytu i jego rynku » . - . » .
wykorzystania w . Me.chanlzn)y.zapev.\.mquce tworz?m.e w.art030|.dodanej dla UE poprzez wzrost gospodarczy, miejsca pracy i
; umiejetnosci w Unii poprzez zaméwienia publiczne w kluczowych obszarach
przemysle « Zwigkszenie wykorzystania zaméwien publicznych na innowacje w celu zwiekszenia popytu
« Stworzenie synergii z Ustawg o rozwoju chmury obliczeniowej i Al
Wzmocnienie « Umozliwienie finansowania dla projektow first-of-a-kind, ktdre nie sg jeszcze obecne w Unii, dla catego
Srodkow po tancucha wartosci pétprzewodnikéw, od surowcéw po technologie pakowania;
. . « Wyznaczenie projektow strategicznych (wielkie wyzwania)
stronie podazy « Stworzenie ramowych warunkéw tworzenia regionalnych centréw doskonatosci
ZWleszelm.e ) « Utworzenie platformy taiicucha dostaw pétprzewodnikéw typu B2B w celu wspierania przemystu w
odpornosci I proaktywnej poprawie odpornosci na zaktécenia w dostawach;
zmniejszenie « Wsparcie sektoréw narazonych na ryzyko poprzez mechanizmy oceny ryzyka i érodkéw ograniczajacych
zaleznosci « Ograniczenie uzaleznienia od zewnetrznych dostawcow w zakresie kluczowych technologii
potprzewodnikowych
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PRZEMYSE POLPRZEWODNIKOWY W EUROPIE

OZYWIENIE INWESTYCYJNE W EUROPIE 2024-2025

" y I N
DoDD

A
A\

14

4

A\
v

(0D

A 4 4 e
@
L%

12.2025 X-fab
Fab4Micro, naktady nieznane
Erfurt, Niemcy

10.2025 GlobalFoundries
SPRINT Project, 1.1 mid EUR
Drezno, Niemcy

08.2025 NQCP, Riber
POEM Technology Center, naktady nieznane
Kopenhaga, Dania

06.2025 TSMC
EU Design Center
Monachium, Niemcy

02.2025, 0SRAM
rozwéj zaktadu, 0.57 mld EUR
Premstaetten, Austria

12.2024, linia pilotazowa APECS advanced packaging
Joint Chip Undertaking 0.73 mid EUR
Berlin, Niemcy

12.2024, linia pilotazowa PIXEurope
Joint Chip Undertaking 0.4 mid EUR
Barcelona, Hiszpania

12.2024, linia pilotazowa FAMES Joint Chip
Undertaking 0.83 mid EUR
Grenoble, Francja

06.2024, linia pilotazowa WBG materials
Joint Chip Undertaking 0.36 mid EUR
Katania, Wtochy

05.2024, linia pilotazowa NanolC, Joint Chip
Undertaking 2.5 mid EUR
Leuven, Belgia

12.2024, Vishay
Newport Wafer Fab, 0.18 mld USD
Newport, UK

10.2024 SK Hynix
Centrum B&R
Gdansk, Polska

07.2024 Infineone Technologies
MEGAFAB-DD, 5 mid EUR
Drezno, Niemcy

06.2024 onsemi
rozbudowa zaktadu SiC, 1.64 mld USD
Roznov, Czechy

06.2024 ST Microelectronics, Silicon
Carbide Campus, 5 mid EU
Katania, Wtochy

06.2024 Global Wafers
FAB300, 0.45 mid EUR
Novara, Wtochy

02.2024 VIGO Photonics
HyperPIC, 0.8 mid PLN
arszawa, Polska

08.2023 TSMC, Bosch, Infineon, NXP
ESMC, 10 mid EUR
Drezno, Niemcy
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/ TROJKAT: WROCLAW - CZECHY -SAKSONIA

Silicon Saxony

Silicon Saxony to najwiekszy w Europie i pigty co do wielkosci na $wiecie klaster mikroelektroniki. Klaster
obejmuje trzy miasta: gtdwne centrum znajduje sie w Dreznie, jednak wiele interesujgcych firm
zlokalizowanych jest rowniez w Lipsku i Chemnitz. Jak podaje Saxony Trade & Invest Corporation, tgcznie w
Saksonii funkcjonuje az 3.650 firm zatrudniajgcych ponad 81.000 pracownikéw (wsrdd nich ok. 39.000
pracownikow skupia sie na produkcji oprogramowania, dziatajgc gtéwnie na zasadach B2B). Klaster
reprezentuje kompletny tancuch dostaw dla pétprzewodnikéw: od ptytek krzemowych po uktady scalone
i systemy elektroniczne. Poza firmami, centrum jest wspierane przez uniwersytety oraz niemiecki instytut
badawczy Fraunhofer.

Silicon Saxony przede wszystkim skupia kilka zaktadéw, prowadzacych procesy produkcji
potprzewodnikow. Wyrosty z AMD, amerykanski GlobalFoundries od lat rozwija w Dreznie swoj najwiekszy i
najnowoczesniejszy zaktad produkcyjny w Europie, dziatajgcy w technologiach 22nm, 28nm, 40nm i 55nm.
Zaktad zatrudnia okoto 3.200 pracownikéw. Réwniez XFab, jeden z konkurentéw GlobalFoundries, ma
produkujgcy w technologii 360 nm zaktad w Dreznie. Swojg fabryke pdtprzewodnikdw w czerwcu 2021
otworzyt Bosch. Inwestycja rzedu 1 miliarda euro jest najwiekszg pojedynczg inwestycjg w ponad 130-
letniej historii firmy Bosch, a zaktad zatrudni docelowo 700 osdb. Od 2019 swojg jednostke badawczo -
produkcyjng ma réwniez japoniski Renesas.

Poza obecnoscig wielu czotowych firm, uwage skupia takze przyszto$¢ klastra - w ciggu najblizszych lat,
planowane sg inwestycje w Silicon Saxony w wysokosci ponad 23 mld euro. Kluczowg inwestycjg jest
wspdlne przedsiewzigcie TSCM, Bosch, NXP oraz Infineon (projekt ESMC), w wartg przeszto 10 mld euro
gigafabryke uktadow scalonych najnowszej generacji. Zaktad ma by¢ gotowy w 2027 roku i ma daé
zatrudnienie 2.000 oséb. Infineon buduje w Dreznie nowoczesng fabryke pdtprzewodnikdw o nazwie Smart
Power Fab, w ktdrg inwestuje ponad 5 miliardéw euro. Fabryka ma produkowaé chipy analogowe i
komﬁb@enty uktaddw zasilajgcych, a jej uruchomienie planowane jest na 2026 rok. Inwestycja ma otrzymac
dofinahgowanie w wysokosci 1 miliarda euro z programu EU Chips Act.
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PRZEMYSE POLPRZEWODNIKOWY W EUROPIE
/ TROJKAT: WROCLAW - CZECHY -SAKSONIA

Przemyst pétprzewodnikowy w Czechach

Jak podaje Czechlnvest, organizacja odpowiedzialna za przycigganie inwestycji i rozwdj gospodarczy kraju, w
na terenie Czech funkcjonuje okoto 80 firm, zaanga zowanych w tancuch dostaw pdtprzewodnikéw. £gcznie
firmy te zatrudniajg 11.000 pracownikdw. Sukces Czech na rynku potprzewodnikdw oparty jest obecnosci
kilku $wiatowych producentdw oraz funkcjonowaniu trzech zaktadéw produkcyjnych.

Kluczowym inwestorem na terenie Czech jest onsemi (dawniej znana pod nazwami ON Semiconductors
oraz Motorola). Amerykanie produkujg w RoZnovie zaréwno ptytki potprzewodnikowe jak i gotowe uktady
scalone. Firma kontynuuje tradycje firmy TESLA, zatozonej w Roznovie jeszcze w 1949 roku. Oprécz zaktadu
produkcyjnego firma posiada dwie spétki projektowe: ON Design Czech (Brno) i SCG Czech Design Center
(RoZnov) projektujg uktady scalone i opracowujg oprogramowanie do przetwarzania duzych zbioréw danych i
automatyzacji produkgji. Japonska firma Hitachi produkuje diody do zastosowan w motoryzaciji, tyrystory
konwencjonalne i przetaczajgce, tranzystory oraz diody dedykowane do uktadéw zasilania (do
przeksztattnikdw mocy w pojazdach szynowych, elektrowniach wiatrowych, systemach przesytu energii i
przemysle). Firma kontynuuje tradycje CKD Polovodie, przejetej przez ABB, a w ramach pdzniejsze;]
restrukturyzacji przeniesionej do Hitachi Energy. Na terenie Czech funkcjonuje tez zaktad produkcji back-end
rdzennie czeskiej firmy Argotech. Zaktad specjalizuje sie w montazu, rozwoju i ustugach inzynieryjnych w
dziedzinie swiattowodow, fotoniki pdtprzewodnikowej, mikroelektroniki i mikromechaniki.

Na terenie Czech majg swoje jednostki projektowe réwniez inni, Swiatowi liderzy przemystu
potprzewodnikowego: japonski Renesas, pan-europejski ST Microelectronics oraz holenderski NXP. Swoje
jednostki projektowe majg tez szwajcarski ASICentrum oraz wyrosta na bazie doswiadczen kadry
Politechniki w Brnie czeska Codasip, specjalizujgca sie w architekturze RISC-V.
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POLSKI EKOSYSTEM POLPRZEWODNIKOW

DESIGN _

INTEL SKHYNIX

SYNOPSYS
SILICON CREATIONS
NORDIC SEMICONDUCTOR MATERIALY
ANALOG DEVICES. ALDEC NSEVBLES
OPEN CHIE GRAPLCORE PHOTN
OMNI CHIP. CHIPCRAFT NOCTILUCA

SOLIDIGM | PCC ROKITA
PHONEMIC,
GRYFIN

IDM/FABLESS

MASZYNY
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TOPGAN LASERS
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POLSKI EKOSYSTEM POLPRZEWODNIKOW

Intel Technology Poland 4= 2 445
Trumpf Huettinger i 1524
SK hynix NAND ‘e’ 2477
Synopsys Poland % 234
VIGO Photonics . 220
Kubara Lamina -, 121
Nordic Semiconductors + 112
Silicon Creations g 89
XTPL . 76
Aldec-ADT & 63
RAZEM 5131

Firmy uczestniczgce w tancuchu dostaw dla
potprzewodnikow zatrudniajg w Polsce ponad 5.000 osob.

Az 92% zatrudnionych jest przez miedzynarodowe firmy.

tgczne obroty polskiego ekosystemu firm, zwigzanych z

potprzewodnikami to okoto
3 mid PLN.




POLSKI EKOSYSTEM POLPRZEWODNIKOW

GLOWNE OSRODKI PRZEMYStU

POLPRZEWODNIKOWEGO W POLSCE ETIELANSK
SK HYNIX
SOLIDIGM
SYNOPSYS
Sl
OPEN CHIP
GRAPHCORE
GRYFIN
POZNAN
o WARSZAWA
LoDz TRUMPF HUETTINGER
LUBLIN FUKASIEWICZ - IMiF
PHONEMIC VIGO PHOTONICS
KUBARA LAMINA
OMNI CHIP
WROCtAW CHIPCRAFT
SEMIQA TELESYSTEM
XTPL TOPGAN LASERS
R ENSEMBLE3
ONA PHOTIN
: : CBRTP
ALDEC-ADT TECHNOLOGIES
DCD-SEMI ANALOG DEVICES
PHISON NORDIC SEMICONDUCTORS
ASYS SILICON CREATIONS
INSTYTUT FOTONOWY
ZATRUDNIENIE W PRZEMYSLE POLPRZEWODNIKOWYM
W REGIONACH
GDANSK <™. WARSZAWA GORNY SLASK
2950 | 1.959 125
WROCEAW KRAKOW
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POLSKA I\/IOZ!E STAC SIE ZAPLECZEM DLA WIODACEGO CENTRUM
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POLSKI EKOSYSTEM POLPRZEWODNIKOW

/ KLUCZOWE FIRMY

Intel Centrum B&R w Gdansku intel.com
Centrum badawczo-rozwojowe Intela w
Gdansku zostato zatozone w roku 1993. Obecnie
gdanska jednostka to 2.500 statych
pracownikow, 38 laboratoriow i 6.000 mkw.
powierzchni, ktdrej ostatnio przybyto dzigki
otwarciu nowoczesnego biurowca nazywanego
IGK-6 (Intel Gdarisk Kampus). Gdanski kampus
jest najwiekszym centrum technologicznym
badawczo-rozwojowym Intela w Europie i
jednym z najwiekszych tego typu osrodkéw na
Swiecie, a jego wiodaca specjalizacjq jest
opracowywanie oprogramowania.

Pierwsze prace skupiaty sie wokdt rozwoju
architektury urzadzen dla sieci komorkowych.
Stopniowo  centrum  rozszerzato  zakres
prowadzonych prac o takie zagadnienia jak
oprogramowanie do  PC, oprogramowanie
serwerow, programowalne sieci komputerowe
SDN, mikroprocesory graficzne, prace nad
technologiami  USB, Wi-Fi, Thunderbolt oraz
przetwarzanie dzwieku i obrazu. W ostatnich
latach centrum rozwijato tez technologie 5G,
rozwigzania chmurowe, produkty dla sieci
Ethernet, interfejsy API, Al & Machine Learning.

Nowy oddziat Hynix miesci sie w tym samym kompleksie co centrum

Solidigm oraz Intel i bedzie Scisle wspdtpracowat z siostrzanag

ﬂ)é%k% Ponadto polskie centrum B+R bedzie wspdtpracowac z SK
ynix

ix Korea oraz osrodkiem B+R w USA.

PROJEKTOWANIE |
OPROGRAMOWANIE
UKLADOW
POLPRZEWODNIKOWYCH

Solidigm i Hynix skhynix.com
Solidigm powstato w 2021 r. w wyniku przejecia
dziatu projektowania pamieci NAND i SSD Intela
przez potudniowokoreanska firme SK Hynix.
Solidigm jest globalnym dostawcg innowacyjnych
rozwigzan pamieci NAND flash, ktore majg na
celu uwolnienie ogromnego potencjatu danych,
umozliwiajgc klientom przyspieszenie postepu
technologicznego. Firma koncentruje sie na
dostarczaniu produktéw pamieci masowej, ktore
odpowiadajg na potrzeby rynku, zaréwno
konsumenckiego, jak i korporacyjnego. Portfolio
produktéw  Solidigm  obejmuje  réwniez
roznorodne dyski SSD, ktére wczesdniej byty
czescig oferty Intela.

Firma dziata w 13 lokalizacjach na catym Swiecie,
w tym w Gdansku. Polski oddziat wspiera
globalne dziatania firmy w zakresie rozwoju
technologii pamieci masowsej i jest kluczowym
elementem strategii rozwoju firmy w Europie.
Proces projektowania pamigeci rozpoczyna sie juz
od ptytki potprzewodnikowej. Firma stawia na
pamie¢ o wysokiej wydajnosci energetycznej i
cieplnej, zwigkszonej trwatosci i niezawodnosci,
co pozwala na zapisanie wiekszej ilosci danych i
odczytywanie obarczone mniejszg liczbg btedéw
przez caty okres uzytkowania. Dzieki wsparciu SK
Hynix Solidigm jest w stanie szybko realizowac
swoje cele technologiczne i strategiczne. Firma
stawia na innowacje i rozwdj nowych technologii,
co pozwala jej konkurowa¢ z najwigkszymi
graczami na rynku pamigci potprzewodnikowych.
Solidigm jest zaangazowane w rozwdj produktow,
ktore nie tylko spetniajg obecne wymagania
rynkowe, ale réwniez przygotowujg grunt pod
przyszte innowacje w dziedzinie pamieci masowe;
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/ KLUCZOWE FIRMY

TRUMPF Huettinger trumpf.com
TRUMPF Huettinger to jeden z oddziatéw Sektora
Elektroniki Grupy TRUMPF i jeden z kluczowych
inwestoréw branzy elektronicznej w Polsce.
TRUMPF we wspdtpracy z ASML, liderem sprzetu
do produkcji potprzewodnikéw, oraz firmg Zeiss,
czotowg firmg w dziedzinie uktaddéw optycznych,
opracowuje systemy laserowe, bedace sercem
maszyn do produkcji pétprzewodnikow. Majgcy
ponad 100-letnig historie, koncern TRUMPF w
Polsce obecny jest od poczatku XXI wieku, a w
2007 roku, przejgt zatozong przez grupe
naukowcoéw z Politechniki Warszawskiej spdtke
Advanced Converters (AC). TRUMPF Huettinger
wedtug raportu z roku obrotowego 24/25
zatrudnia w Polsce 1390 osdb i osigga przychody
na poziomie 1,2 mid PLN.

Uktady scalone z uktadami logicznymi i pamiecia
posiadajg struktury mierzone w nanometrach i
moga by¢ wytwarzane w drodze skomplikowanych
procesOw naswietlania  promieniem lasera.
Tradycyjna metoda wykorzystujgca promienie
laserowe z zakresu ultrafioletu z laseréw
ekscymerowych coraz czesciej okazuje sie juz
niewystarczajgca. Mniejsze struktury mozna
generowaé tylko z uzyciem jeszcze mniejszych
dtugosci fal w zakresie skrajnego ultrafioletu
(EUV). TRUMPF Huettinger w Polsce rozwija
zasilacze duzej mocy (generatory plazmowe),
dzieki ktérym precyzyjnie ustala sie warunki
wybudzania plazmy w komorze prézniowej oraz
zasilanie do laseréw i maszyn TRUMPF. Potowa
produkcji w tym zakresie w Polsce pokrywa
zapotrzebowanie wewnetrzne grupy w Niemczech.

URZADZENIA @@
Zatrudnienie: 1.524
Obroty 2024: 1.438 min PLN
Pozostali partnerzy to czotowi integratorzy

systeméw do produkcji potprzedownikow z
catego Swiata (USA, Japonia, Chiny, Korea
Potudnoiowa) tacy jak Applied Materials, Tokyo
Electron czy Naura. Generatory plazmowe
rozwijane w  polskich  zaktadach  grupy
wykorzystywane sg m.n. do  produkcji
zaawansowane] elektroniki (potprzewodnikow,
powtok na smartfonach, wierttach
diamentowych), czy paneli fotowoltaicznych.

Generatory plazmy TRUMPF Huettinger
odgrywaja nadrzedng role takze podczas
wilasciwej produkcji uktadéw scalonych.
Jakos¢ zasilania pragdowego definiuje jakos¢ i
precyzje wygenerowanej plazmy, ktéra w
kolejnym kroku jest wykorzystywana w celu
domieszkowania (implantacji jonowej), odcinania

(PECVD, ALD) Ilub usuwania (trawienia
plazmowego) réznych materiatow stuzgcych do
produkgiji potprzewodnikowych uktaddéw
scalonych.

Kolejnym po naswietlaniu i budowie uktadow
potgczen na waflach krzemowych wyzwaniem dla
tancucha procesdéw  elektronicznych, jest
rozdzielanie ptytek krzemowych na osobne
uktady scalone. Aby uzyska¢ jak najmniejsze
szczeliny cigé i wysokg jakosé krawedzi oraz nie
uszkodzi¢ wrazliwych uktadéw scalonych pod
wptywem wysokich temperatur, przy rozdzielaniu
uzywa sie laserow TRUMPF o ultrakrotkich
impulsach.
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TECHNOLOGIE TRUMPF

et | - i
Generatory plazmy
Generatory  wysokiej  czestotliwosci  sa

szczegolnie przydatne w procesach wytrawiania i
powlekania, na przyktad w procesach wytrawiania
plazmowego, reaktywnego wytrawiania
jonowego, ALD czy PECVD.

Lasery

Lasery TRUMPF dziatajg w zakresie mikrometrow i
niezawodnie  zachowujg nawet najwezsze
tolerancje. Krétkie, silne impulsy laserowe
powodujg bezposrednie odparowanie materiatu,
nie wywierajgc prawie zadnego wptywu na
otoczenie. Ta precyzja umozliwia mikrociecie,
mikrospawanie, laserowy proces strukturyzaciji i
wiercenie - réwniez w przypadku obrébki krzemu.
Najdrobniejsze elementy zachowujg swoj ksztatt,
a powierzchnie pozostajg nienaruszone, dzieki
czemu znajdujg  zastosowanie  m.n. w
mikroelektronice i produkcji pétprzewodnikow.

[1] https://www.trumpf.com/pl_PL/rozwiazania/zastosowania/litografia-euv/
[2] https://www.trumpf.com/pl_PL/rozwiazania/zastosowania/litografia-euv/euv-drive-laser/

Systemy EUV

Duzym wymaganiem litografii EUV jest
oswietlenie elementdéw stabilng falg o dtugosci
13,5  nanometrow. Rozwigzaniem  jest
wytworzana za pomocg  promieniowania
laserowego $wiecgca plazma, ktéra dostarcza
promieniowanie o ekstremalnie krotkiej dtugosci
fali. Zasilacz sprawia, ze krople cyny spadajg do
komory prézniowej (3), gdzie krople (2)
oswietlane sg przez impulsy
wysokoenergetycznego lasera (1) - 50 000 razy
na sekunde. Atomy cyny ulegajg jonizacji i
powstaje intensywna plazma. Zwierciadto
kolektora zbiera promieniowanie w zakresie EUV,
ktére jest emitowane przez plazme we
wszystkich kierunkach. Swiatto jest zbierane w
wigzke i przekazywane do systemu litografii (4),
gdzie o$wietla wafel krzemowy (5).[1][2]

- el

Zrédto: Trump
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VIGO Photonics

Vigo Photonics jest liderem na swiatowym rynku
fotonowych detektorow $redniej podczerwieni.
Detektory produkowane obecnie przez firme znajdujg
zastosowanie w najwigkszych na swiecie osrodkach
badawczych (pomiary  parametrow  wysoko-
temperaturowej plazmy w badaniach nad synteza
termojadrowg, pomiary  ultrakrétkich  impulsow
promieniowania podczerwonego emitowanego przez
lasery i synchrotrony, spektrometry do pomiaru
skrajnie niskich stezen substancji) oraz przy tworzeniu
zaawansowanych aplikacji takich jak: bezpieczenstwo
ruchu kolejowego (systemy wykrywania awarii taboru
oraz systemy wykrywania pozaréw), ochrona
$rodowiska (monitoring $rodowiska), zastosowania
przemystowe (skanery przemystowe do badania
rozktadu  temperatury), zastosowania  militarne
(systemy naprowadzania pociskdw, ostrzegacze przed
namierzaniem), bezpieczenstwo (wykrywanie
substancji wybuchowych i niebezpiecznych, systemy
kontroli zawartosci bagazu pasazerdw) czy przemyst
kosmiczny (tgczno$c laserowg w otwartej przestrzeni
kosmicznej, urzadzenia pomiarowe do zastosowan
kosmicznych).

VIGO Photonics wtaczyto do swojej oferty rowniez
epitaksjalne warstwy pdtprzewodnikowe. Tworzone w
VIGO Photonics warstwy epitaksjalne bazujagce na
fosforku indu i arsenku galu sg podstawg do produkciji
m.in. kwantowych laseréw kaskadowych, laserow z
pionowg wneka rezonansowg (VCSEL), oraz innych
zrodet  promieniowania  podczerwonego, jak i
komponentéow  mikroelektronicznych  (tranzystory,
diody).

Wszystkie produkty oparte sg na wtasnej, unikalnej
technologii. Grupa posiada kompletng linie
produkcyjng przyrzadéw  potprzewodnikowych o
wysokiej przepustowosci - od epitaksji materiatéw ze
ztozonych potprzewodnikéw z grup II-VI (tellur, kadm,
rtec¢) oraz grup IV uktadu okresowego pierwiastkéw
(ind, arsen, gal, antymon), poprzez produkcje chipow
detektorow oraz laseréw, az po ich mikromontaz oraz
integracje z elektronikg. Grupa dysponuje réwniez
wtasnymi nowoczesnymi laboratoriami pomiarowymi,
umozliwiajgcymi szybkie

i doktadne pomiary na kazdym etapie produkgji.

IDM
Zatrudnienie: 250
Obroty 20256: 93,1 min PLN

W lutym 2024, VIGO Photonics rozpoczat warty 878,6
min PLN projekt spétki HyperPIC (strona XXX).
Innymi strategicznymi inicjatywami sg doskonalenie
technologii produktéw opartych o tellurek kadmowo-
rteciowy (MCT), detektory oparte na antymonkach
indu i arsenu, czy miniaturowe moduty detekcyjne
podczerwieni. Celem kolejnej inicjatywy InGaAs jest
wejscie na istniejacy rynek detektoréw pracujgcych w
zakresie tzw. krétkiej podczerwieni (SWIR), ktdre majg
potencjat do zastosowania w elektronice uzytkowe;.
Spotka rozwija ponadto technologie produkcji matryc
chtodzonych i  niechtodzonych  detektoréw
podczerwieni, epitaksiji materiatow
potprzewodnikowych lII-V oraz produkcji zrodet bliskiej
podczerwieni (laseréw VCSEL) oraz  produkgji
heterostruktur epitaksjalnych metodg MOCVD.

24 marca 2026 roku VIGO Photonics S.A.
nabyt aktywa Infrared Associates, Inc,
amerykanskiego konkurenta zajmujgcego
sie projektowaniem, produkcja i sprzedazg

detektorow podczerwieni, ktérego roczne
obroty to 8.7 mn USD. Przejecie otwiera
VIGO Photonics miedzynarodowe rynki Azji,
Europy oraz przede wszystkim Ameryki
Potnocne;j.

Zrédto: VIGO Photonics
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XTPL

XTPL rozwija autorska technologie
ultraprecyzyjnego  mikrodruku, opartg na
innowacyjnej gtowicy drukujgcej i dedykowanych
nanotuszach. Rozwigzanie umozliwia addytywnag
depozycje  materiatéw  przewodzacych  z
submikronowg precyzja, pozwalajgc na tworzenie
struktur o wymiarach od 1 do 100 pm.
Technologia znajduje zastosowanie m.in. w
sektorze potprzewodnikow, produkgiji
wyswietlaczy, biosensoréw oraz
zaawansowanych obwoddw drukowanych.
Technologia XTPL stanowi alternatywe dla
dominujacej  dzis  fotolitografii. ~ Zamiast
wieloetapowego i  kosztownego  procesu
subtraktywnego spodtka oferuje jednoetapowy
proces addytywny, ktéry eliminuje koniecznosé
stosowania masek, ogranicza zuzycie materiatow
i pozwala pracowa¢ takze na nieregularnych
powierzchniach. Upraszcza to produkcje i skraca
czas wdrozen.

Przetomowy dla firmy okazat sig rok 2025. XTPL
po raz pierwszy wdrozyt swojg technologie w
drodowisku przemystowym - u jednego z
najwiekszych  na  Swiecie  producentéw
wyswietlaczy FPD w Chinach. 0Oznacza to
przejscie z etapu badan i demonstracji do
wdrozen na liniach produkcyjnych globalnych
producentow.

- Udowodnilismy, ze XTPL z sukcesem przeszedt
droge ,from lab to fab”. To moment przetomowy,
ktdry potwierdza dojrzatos¢ naszej technologii w
oczach globalnych producentéw elektroniki -
podkresla Filip Granek, prezes XTPL.

Za przetomem technologicznym poszty wyniki
finansowe. Spdtka osiggneta najwyzsze w historii
przychody na poziomie 15,6 min PLN (+14% r/r).
Segment komercyjny wygenerowat 13,7 min PLN,
a do klientéw trafito tgcznie 13 systemoéw Delta
Printing System oraz 8 modutéw Ultra-Precise
Dispensing.

URZADZENIA @{:@}
o

Zatrudnienie: 76
Przychody 2025: 15.6 minPLN

XTPL rozwija obecnie trzy linie biznesowe:
moduty UPD wdrazane bezposrednio na liniach
produkcyjnych, urzadzenia prototypujgce Delta
Printing System oraz segment materiatowy High
Performance Materials obejmujacy nanotusz.
Réwnolegle spotka pracuje nad czwartg linig -
systemami  ODRA,  przeznaczonymi  do
matoseryjnej produkcji przemystowej w modelu
high-mix low-volume. Rozwigzanie to ma
wypetni¢ luke pomiedzy prototypowaniem a
wdrozeniami  przemystowymi i znaczaco
zwigkszy¢ potencjat sprzedazowy.

Priorytetem na kolejne lata pozostaje
skalowanie  sprzedazy  oraz  wdrazanie
technologii  XTPL u kolejnych globalnych
producentéw. Spotka prowadzi obecnie kilka
zaawansowanych projektow ewaluacyjnych z
partnerami z Azji, Europy i USA, obejmujgcych
m.in. sektor pdtprzewodnikow i wyswietlaczy.

Zrédto: XTPL
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CONDUCTIVE
STRUCTURE
1-8 pm

DEDICATED

PRINTING HEAD

METALLIC STRUCTURE

ANY SUBSTRATE

Kluczowym osiggnieciem XTPL jest innowacyjna
technologia ultraprecyzyjnej depozycji (UPD -
Ultra Precise Deposition). Gtowica drukujgca
XTPL wyposazona w specjalng dysze nanosi tusz
na podtoze i pozwala na tworzenie
zaprojektowanych struktur, ktérych szerokosé
moze wynosi¢ nawet 1 pm. Dla poréwnania
wiekszos¢ dostepnych na rynku metod druku
materiatow elektronicznych z trudem osigga
wartos¢ 20 pm, a juz jedynie pojedynczy
producenci deklarujg osigganie wartosci w
okolicach 10pm. Rozwigzanie XTPL moze by¢
stosowane na réznych rodzajach podtozach,
takze tych elastycznych czy zakrzywionych. Za
pomocg technologii UPD mozna drukowaé rézne
ksztatty, zaréowno proste linie, jak i wzory czy
mikrokropki.

XTPL® Agink silver printed
microdots

diameter

10 ym

~

height 2.5 pm
V=160fL

Zrédto: XTPL




POLSKI EKOSYSTEM POtPRZEWODNIKOW

/ KLUCZOWE FIRMY

tukasiewicz - IMiF

Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki nalezy do
sieci tukasiewicz, trzeciej pod wzgledem
wielkosci  sieci  badawczej w  Europie,
zarzadzajgcej 440 laboratoriami  B+R i
zatrudniajgcej blisko 4.500 pracownikéw pionu
badawczego i inzynieryjno-technicznego.
tukasiewicz - IMiF opracowuje konstrukcje i
technologie wytwarzania mikro- i
optoelektronicznych  przyrzadéw, w  tym:
mikrofalowych i fotonicznych przyrzadéw
dyskretnych, detektoréw i czujnikow, uktadow
scalonych, mikrosysteméw i podzespotéw
elektronicznych, mikroelektronicznych
uktadow hybrydowych, przyrzadéw mocy czy
elementéow dyfrakcyjnych. Ponadto instytut
opracowuje technologie wytwarzania nowych
materiatéw, takich jak: azotek galu, grafen
epitaksjalny i ptatkowy, kompozyty
ceramiczno-metalowe, szkta i zaawansowana
ceramika oraz bada ich wtasciwosci pod katem
przemystowego  wykorzystania.  Rozwigzania
tukasiewicz - IMiF znalazty zastosowanie w
energetyce, elektronice, fotonice, medycynie,
przemysle lotniczym, obronnym, kosmicznym,
branzy motoryzacyjnej oraz innych sektorach

gospodarki.

Instytut coraz wyrazniej zaznacza swojg
obecnos¢ w obszarze przyrzadow
potprzewodnikowych o rosngcym  stopniu
ztozonosci. Przyktadem jest rozwdj matryc
fotodetektorow $redniegj podczerwieni
pracujgcych w warunkach HOT, obejmujagcy

przejscie od struktur dyskretnych do uktaddw
matrycowych. Réwnolegle prowadzone sg prace
nad zwigkszeniem poziomu gotowosci
technologicznej, pracg w warunkach
kriogenicznych oraz podnoszeniem rozdzielczosci.
Istotnym wydarzeniem byto réwniez uruchomienie
projektu bLOSSom, finansowanego przez EIC
Pathfinder, ktdérego celem jest opracowanie
samowystarczalnych  energetycznie uktaddéw
fotoniki scalone;j.

NAUKA

Zatrudnienie:

tukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
rozwija takze technologie laseréw typu VCSEL
(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser),
efektywnych, energooszczednych Zrodet
promieniowania bliskiej podczerwieni. Lasery te
majg szereg zastosowan, zaczynajgc od
komunikacji  optycznej  bliskiego  zasiggu
(wykorzystywanej w centrach danych, czy tez
interkonektach optycznych), przez uktady do
pomiaru odlegtosci i skanowania otoczenia, po
zrodta w systemach detekcji gazéw. Rozpoczety
w 2025 r. projekt VarSEL z liderem - polska firma

Airoptic, ma zakonczy¢ sie opracowaniem
nowego rodzaju analizatora gazow
wykorzystujgcego opracowane w Instytucie

VCSELe o nowej, konkurencyjnej konstrukcji.
Instytut realizuje réwniez projekty w ramach
programu EUREKA, w tym projekt THOR - rozwdj
tréjwymiarowej gtowicy sensorycznej do pomiaru
pola magnetycznego w wysokich temperaturach i
$rodowisku promieniowania neutronowego dla
zastosowan w reaktorach termojadrowych.
Partnerem przemystowym projektu jest Next
Step Fusion (Luksemburg).

Réwnolegle tukasiewicz - IMiF stawia na
miedzynarodowg wspotprace badawczo-
rozwojowg, m.in. z ITRI (Tajwan), w obszarze
przyrzadéw mocy GaN oraz aktywnie uczestniczy
w europejskich stowarzyszeniach branzowych,
takich jak: AENEAS, EPoSS, SINANO oraz INSIDE.
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Cztery linie technologiczne: Partnerzy
. Linia podzespotéw optoelektronicznych: tukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i
fotolitografia, trawienie, napylanie warstw Fotonikiintensywnie  rozwija wspotprace z

metalicznych / dielektrycznych, die bonding,
wire  bonding, zamykanie struktur w
obudowach w atmosferze gazu obojetnego.
Linia podzespotéw krzemowych: proces
oparty o technologie CMOS (reguty
projektowania 3 um)/EBL (< 1 pm), obejmujacy
mycie RCA, fotolitografie, procesy termiczne,
trawienie plazmowe i mokre, osadzanie metalu
i implantacja jondw, operacje mikromontazu,
cleanroom 1.200m2

Linia podzespolow  pétprzewodnikow
szerokoprzerwowych: Kompletna linia
technologiczna zlokalizowana w
pomieszczeniach  czystej technologii w
standardzie 1SO-5 i ISO-6 o powierzchni ok.
600 m2 przeznaczona do wytwarzania
przyrzadow potprzewodnikowych na bazie
azotku galu na roznych podtozach (GaN, SiC, Si,
szafir) oraz wykonywania proceséw osadzania
réznego rodzaju cienkich warstw metalicznych,
dielektrycznych i potprzewodnikowych,

Linia dla technologii LTCC: uktady LTCC sg
wytwarzane w  kompleksowym procesie
technologicznym od  wytworzenia  folii
ceramicznej poprzez procesy wycinania folii i
formowania otwordow, drukowania warstw
przewodzacych, rezystywnych i
dielektrycznych, pakietowania i prasowania
modutéw, korcowg obrébke termiczng,

montaz i zabezpieczanie do finalnego
testowania. Linia umozliwia wytwarzanie
tréjwymiarowych struktur uktadow

elektronicznych na bazie sprasowywanych folii
ceramicznych z nadrukowanymi warstwami
funkcjonalnymi.

przemystem potprzewodnikowym w  zakresie
zaawansowanej charakteryzacji materiatow i
struktur  przyrzadéw, w szczegdlnosci z
wykorzystaniem technik SIMS.

« Wspdtpraca z TRUMPF Photonic
Components GmbH (obecnie Western
Digital Europe) obejmuje pomiary VCSEL na
poziomie ptytek epitaksjalnych oraz
gotowych przyrzaddw.

« Dla Pragmatic Semiconductors realizowane
sg analizy materiatéw IGZ0 i tranzystoréw
TFT

« ZInfineon Austria prowadzone sg badania
materiatéw SiC.

« W ostatnim roku rozpoczeto réwniez
wspotprace z Apple (Monachium) w
obszarze pomiaréw VCSEL i diod
potprzewodnikowych.
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CEZAMAT NAUKA

CEZAMAT  to  wielodyscyplinarne  centrum
badawczo-rozwojowe i komercjalizacji technologii

dziatajgce przy Politechnice Warszawskiej. Zatrudnienie: 170
CEZAMAT kompleks specjalistycznych

laboratoriéw, w ktérych prowadzone sg badania CEZAMAT w liczbach

nad materiatami wykorzystywanymi w 170 pracownikéw

mikroelektronice, optoelektronice, 48 naukowcow

nanoelektronice i bioelektronice. Unia Europejska 4 profesoréw

dofinansowata w 2013 roku inwestycje kwotg 76.6 37 doktoréw i habilitowanych

min EUR, catkowity koszt inwestycji wynidst 90 19 000 m? powierzchni laboratoryjnej
min EUR. Kamien wegielny pod budowe obecnej 4000 m? pomieszczen czystych (ISO
siedziby CEZAMAT wmurowano we wrzesniu 2014. 4-6)

Obecnie w ramach CEZAMAT prowadzone sg prace 5500 m? powierzchni biurowej

w pieciu zespotach tematycznych:

. Zespdt Technologii Pétprzewodnikowych prowadzi badania w dziedzinie materiatéw potprzewodnikowych,
przyrzadow i systemow potprzewodnikowych, opartych nie tylko na technologii krzemowej, ale réwniez GaN czy
SiC. Prowadzone badania dotyczg przyrzadéw CMOS, diod tunelowych MOS/MIM czy pamigci. Prace dotycza
takze technologii nanostruktur na potrzeby przyrzadéw mikroelektroniki i fotoniki. Procesy technologiczne
wykonywane w ramach prac polegajg na przygotowaniu powierzchni, wytwarzaniu cienkich warstw,
odwzorowywaniu ksztattow, modyfikaciji wtasciwosci warstw czy trawieniu.

. Zespot Fotoniki Scalonej prowadzi prace rozwojowe w zakresie projektowania, symulacji, wytwarzania oraz
charakteryzacji scalonych przyrzaddéw i uktadéw fotonicznych. Zespot opracowuje scalone elementy fotoniczne
dziatajgce w Swietle widzialnym, wyprodukowane na platformie materiatowej azotku krzemu, fosforku indu oraz
SOI. Zespdt Fotoniki Scalonej koncentruje sie na przyrzadach znajdujgcych zastosowanie w biosensorach,
czujnikach srodowiskowych oraz w aplikacjach naukowych. Zaplecze technologiczne umozliwia samodzielne
wytwarzanie warstw tlenkéw i azotkow. Zastosowanie litografii wigzkag elektronowa w procesie wytwarzania
pozwala na prototypowanie elementow i uktadow fotonicznych bez koniecznosci wytwarzania masek
fotolitograficznych lub rozproszonych zrédet energii (np. $wiatto).

. Zespot Internetu Rzeczy we wspotpracy z ST Microelectronics opracowat system monitoringu rozproszonego:
samoorganizujaca sie sie¢ komunikujgcych sie czujnikow.

. Zespét Mikro-generatoréow Energii koncentruje sie na opracowywaniu nowych technik produkcji energii z
otoczenia (np. ciepto, drgania, ruch).

. Zespo6t Technologii Struktur Optycznych zajmuje sie precyzyjnymi elementami optycznymi, wykonywanymi za
pomocyg procesow typowych dla potprzewodnikowej linii technologicznej: fotolitografii, elektronolitografii,
nanoszenia warstw oraz trawienia jonowego. Opracowana jest takze technologia wytwarzania struktur fazowych
w procesie elektronolitografii typu grayscale, ktory umozliwia naswietlanie struktur o zmiennej wysokosci w
ramach pojedynczego procesu. W dorobku zespotu znajdujg sie m.in. soczewki Fresnela i kinoformy o grubosci od
0,6 do 3 pm i $rednicy rzedu milimetréw, hologramy odbiciowe i transmisyjne o submikronowym wymiarze
piksela, metastruktury, siatki dyfrakcyjne oraz matryce mikrosoczewek. Opracowano takze metode wykonywania
transmisyjnych rentgenowskich struktur dyfrakcyjnych umieszczonych na membranie z azotku krzemu, z
wymiarami ponizej 50 nm.



TECHNOLOGIE CEZAMAT

Kluczowe technologie: Partnerzy

= Przyrzady pdtprzewodnikowe (Si, FD-SOI, Il

Vv,

utwardzane radiacyjnie) o -
= Fotoniczne uktady scalone (PIC) =hips;y “IGD, o~

= Mikro- i nanooptyka

= Systemy MEMS i MOEMS W it
Bl o7

= Elektronika drukowanaielastyczna | B 2T
= Pozyskiwanie i magazynowanie energii

= Biotechnologia i inzynieria biomedyczna “: GlobealFoundries THALES
Aplikacje = Fraunhofer & Tyndall

= Bezpieczna, odporna na promieniowanie

elektronika =
= Internet rzeczy (loT) i autonomiczne sieci l.111 e c FAMES
czujnikow o )
= Diagnostyka medyczna i telemedycyna

= Sektor kosmiczny, obronnosé i infrastruktura

krytyczna

= Monitoring $rodowiska i systemy

energetyczne
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POLSKI EKOSYSTEM POLPRZEWODNIKOW
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BIZNES

NAUKA

T I
=i
TTT7

O VoD &

04.2026 SemiQa
nawi%zuje wspotprace z
PSMC celem opracowania
zintegrowanego
akceleratora Al

03.2026 VIGO Photonics
przejmuje
amerykanskiego
konkurenta,
Associates

InfraRed

12.2025 powotanie
spotki Polski Krzem w
Gdansku, majgcej na celu
zaprojektowanie
polskiego procesora

11.2025 CRW
Telesystem-Mesko oraz
Sie¢ Badawcza
tukasiewicz podpisaty
umowe o partnerstwie w
badaniach nad elektronikg
i optoelektronikg

03.2025 Openchip
ogtasza powstanie
Centrum BRR w
Gdansku

10.2025 Centrum Badan
i Rozwoju Technologii dla
Przemystu

ogtasza inwestyclje W
wytwarzanie 8-calowych
ptytek z azotku galu

03.2025 powstaje firma
Semiqua

10.2024 SK Hynix
ogtasza powstanie
Centrum B&RR w
Gdansku

02.2024 VIGO Photonics
rozpoczyna realizacje
projektu  HyperPIC o
wartosci 0.8 mid PLN

»EEVEHD @ @E ®

g@

04.2026 tukasiewicz IMiF
pozyskuje reaktor do eﬁitaklaji y
wigzek  molekularnyc BE
|zwialzkéw potprzewodnikowych

04.2026 CEZAMAT inwestuje w
system litografii nanoimprint

03.2026 CEZAMAT podpisuje
umowe o wspotpracy z CEA-
Leti w ramach realizaciji
programu FAMES

11.2025 Politechnika
Wroctawska ogtasza projekt
budynku Centrum Mikro- i
Nanoelektroniki,
Mikrosystemdéw oraz Mikro- i
Nanoinzynierii

11.2025 tukasiewicz [IMiF

ogtasza inauguracjéa Polskiego
ezta European Wide Band Gap

Semiconductors Pilot Line

11.2025 CEZAMAT inwestuje
w mikroskop sit atomowych
oraz profilometr stykowy

10.2025 tukasiewicz IMiF
inauguruje  Polski  Wezet
European Wide Band Gap
Semiconductors Pilot Line

12.2024 CEZAMAT w

Br())gekcie linii pilotazowe;j
IXEurope, Joint Chip

Undertaking 0.4 mid EUR

12.2024 CEZAMAT W
projekcie  linii  pilotazowej
FAMES Joint Chip Undertaking
0.83 mld EUR

06.2024 tukasiewicz IMiF
dotgcza do éJrojektu linii
pilotazowej WBG materials w
ramach Joint Chip Undertaking

05.2024 powstanie Centrum
Kompetencji Mikroelektroniki
i Fotoniki w ramach KPO w
konsorcjum tukasiewicz-
g\‘lsi{‘,\MA$I;av?,iewicz-lTR oraz
HE
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VIGO Photonics SA: projekt HyperPIC

W lutym 2024, warty 878,6 min PLN projekt HyperPIC zostat wpisany na liste przedsiewziec¢
przeznaczonych do dofinansowania przez UE w kwocie 453,7 min PLN. Celem projektu HyperPIC jest
opracowanie i wdrozenie technologii zintegrowanych fotonicznych uktadéw scalonych przeznaczonych do
detekcji w zakresie $redniej podczerwieni (MIRPIC), budowa kompletnej linii produkcyjnej fotonicznych
uktadow scalonych oraz utworzenie kompletnego tancucha dostaw dla tych uktadéw. Projekt wymaga
opracowania nowych technologii, poniesienia istotnych naktadow inwestycyjnych i operacyjnych, a takze
naktadéw na komercjalizacje nowych produktéw na dynamicznym rynku.

VIGO rozwija technologie fotonicznych uktadéw
scalonych w ramach  projektu  MIRPIC,
realizowanego wspdlnie z Politechnika
Warszawska i tukasiewicz IMiF, juz od 2020 roku.
Dotychczasowe prace badawcze pozwolity na
zidentyfikowanie i rozwigzanie podstawowych
probleméw  technologicznych  zwigzanych z
wytwarzaniem i integracjg elementéw i
opracowanie zestawu podstawowych blokdw
funkcjonalnych dla opracowywanej technologii.
Dalsze prace R&D skoncentrowane bedg przede
wszystkim na poszerzaniu zakresu spektralnego
pracy elementow pasywnych i aktywnych
wchodzacych w sktad uktadu PIC, optymalizaciji
technologii wytwarzania komponentéw
falowodowych, zrédet Swiatta i detektorow na
zakres $redniej podczerwieni, a takze, a nawet
przede wszystkim, technologii heterogenicznej
integracji i packagingu. W projekcie HyperPIC
niezwykle istotna jest réwniez $ciezka rozwoju
demonstratoréow technologii - specjalizowanych
uktadow do konkretnych zastosowan

sensorycznych, telekomunikacyjnych etc,
opracowywanych i wytwarzanych w VIGO
Photonics.

Rynek $redniej podczerwieni to obszar praktycznie
niezagospodarowany stanowi wielkg szanse
biznesowg dla VIGO Photonics, ktéry w efekcie
realizacji projektu ma staé si¢ pierwszym na
swiecie producentem fotonicznych ukfadow
scalonych dla $redniej podczerwieni (MIRPIC).
Potencjalnymi odbiorcami sg wytworcy elektroniki
medycznej, monitoringu  zanieczyszczen,
operatorzy infrastruktury  krytycznej,  loT,
motoryzacyja, czy producenci urzgdzen mobilnych.

Realizacja projektu HyperPIC planowana jest w
latach 2023-2030 i sktada sie z dwdch faz:

= fazy R&D (lata 2023-2027) - wartos¢ tej fazy to
150,7 min PLN

= fazy First Industrial Deployment (lata 2023-
2030), obejmujgcego inwestycje w nowg linig
produkcyjng oraz wdrozenie do produkciji nowych
produktow. Wartosé fazy drugiej to 727.9 min
PLN

4

Dzieki opracowaniu fotonicznych  uktaddw
scalonych  (PIC), potaczeniu fotoniki z
platformami CMOS oraz wdrazaniu

zaawansowanych obuddw mikrooptycznych,
zZnaczgco zmniejszy sie rozmiar, waga | zuzycie
energii, jednoczesnie zwiekszajac
funkcjonalnosé i skalowalnosé.
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Fames

Politechnika Warszawska, dziatajgc poprzez
CEZAMAT Instytut Mikroelektroniki i
Optoelektroniki (IMiO) jest cztonkiem konsorcjum
FAMES Pilot Line, kierowanego przez CEA-Leti,
ktdre sktada sie z 4 osrodkdw goszczacych (CEA-
Leti, Tyndall, VTT i SAL). Catkowita warto$é
projektu szacowana jest na 830 min EUR, do
Polski trafi 8 min EUR.

FAMES to pierwsza w petni operacyjna linia
pilotazowa (Pilot Line) uruchomiona w ramach
European Chips JU (cze$é European Chips Act).
Jej celem jest rozwdj zaawansowanych, ultra-
energooszczednych technologii
potprzewodnikowych, kluczowych dla
zrownowazonej infrastruktury cyfrowej, sztucznej
inteligencji, Internetu Rzeczy (loT), komunikacji 6G
oraz nowej generacji systeméw elektronicznych.
Pilot Line stanowi wspdlng europejska platforme
przemystowo-badawczg, na ktorej
przedsiebiorstwa (od startupéow po duze
korporacje), instytuty badawcze i uczelnie moga
projektowa¢,  prototypowaéd, testowaé i
walidowaé nowe uktady scalone w skali zblizonej
do przemystowej - szybciej i przy mniejszym
ryzyku, jeszcze przed uruchomieniem produkciji
masowej. Linia FAMES koncentruje sie na
technologii FD-SOI (Fully Depleted Silicon-on-
Insulator). W ramach projektu rozwijanych jest
pie¢ komplementarnych grup technologii: dwie
nowe generacje weztéw FD-SOI (10 nm i 7 nm),
nieulotne pamigci pdtprzewodnikowe (OxRAM,

FeRAM, MRAM i FeFET), komponenty
radioczestotliwosciowe (przetaczniki, filtry i
kondensatory), dwie Sciezki integraciji

trojwymiarowej (heterogeniczna i sekwencyjna)
oraz mikroinduktory do budowy przetwornic DC-
DC dla uktadow zarzadzania zasilaniem (PMIC).

W ramach FAMES Politechnika Warszawska
koncentruje si¢ na dwdch wzajemnie
uzupetniajacych sie obszarach:
projektowaniu ukfadéw scalonych wraz z
rozwojem zestaw6éw projektowych (PDK -
process design kits) oraz pracach w zakresie
nieulotnych pamieci pétprzewodnikowych
typu OxRAM (Oxide-based Resistive RAM).
PW uczestniczy w rozwoju i charakteryzacji
pamieci OxRAM. W oparciu o nie zostang
zaprojektowane dwa uktady demonstracyjne,

rozszerzajgce zasieg FAMES na obszary
zastosowan o  strategicznym  znaczeniu:
akcelerator  Al,  wykorzystujgcy = macierze

przyrzadow OxRAM oraz demonstrator uktadu
dla bezpieczenstwa sprzetowego, w ktérym
stochastyczne wtasciwosci OxRAM
wykorzystane zostang do budowy generatoréw
liczb prawdziwie losowych (TRNG - True Random
Number Generator) oraz fizycznie
niepodrabialnych  funkcji (PUF - Physical
Unclonable Function), stanowigcych fundament
uwierzytelniania i ochrony = nowoczesnej
elektroniki.

Jednym ze skutkéw wysokiej oceny udziatu
CEZAMAT w realizacji programu FAMES, byto
podpisanie w marcu 2026 porozumienia z CEA-
Leti o dtugofalowej wspdtpracy badawczo-
rozwojowej. Wspdtpraca bedzie koncentrowacd
sie na wspolnym opracowywaniu i wdrazaniu
technologii  FD-SOI i rozwoju technologii
odpornych na promieniowanie (rad-hard) w
CEZAMAT, wspotpracy nad zaawansowanymi
rozwigzaniami mikroelektronicznymi wdrazanymi
w CEA-Leti, rozwoju technologii loT oraz
wzmacnianiu pozycji FD-SOI w europejskim
ekosystemie.
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PIXEurope

Politechnika Warszawska (Instytut
Mikroelektroniki i Optoelektroniki oraz CEZAMAT)
znalazta  sie  w  sktadzie  konsorcjum

miedzynarodowego projektu PIXEurope, ktéry ma
na celu stworzenie pierwszego otwartego
ekosystemu dla fotonicznych uktadéw
scalonych (PIC). Konsorcjum PIXEurope, na czele
ktorego stoi Fundacio Institute de Ciencies
Fotoniques (ICFO), sktada sie z 20 partnerow.
Inicjatywa ta jest czescig European Chips Act i
realizowana w ramach programu CHIPS Joint
Undertaking. £gczna wartosé projektu to 400 min
EUR.

Linia stanowi wspdlng europejska platforme, w
ramach ktorej przedsiebiorstwa (od startupdw po
duze korporacije) moga projektowac,
prototypowaé, testowa¢ i walidowa¢ uktady
fotoniczne szybciej i przy mnigjszym ryzyku,
jeszcze przed uruchomieniem produkcji na duzg
skale. Bedzie to pierwsza w Europie w petni
zintegrowana, rozproszona linia  pilotazowa
tagczaca caty fafcuch wartosci PIC - od
projektowania i wytwarzania, po integracje,
hermetyzacje (packaging) i testowanie - w wielu
skoordynowanych  osrodkach  europejskich
dziatajgcych w ramach  jednolitej i
ustandaryzowanej struktury.

Polska  uczestniczy w  PIXEurope za
posrednictwem Politechniki Warszawskiej (PW),
Wnoszacej wktad poprzez Instytut
Mikroelektroniki i Optoelektroniki oraz Centrum
Zaawansowanych Materiatow i Technologii
(CEZAMAT) - najwiekszg infrastrukture
badawcza wysokich technologii w kraju.

W ramach Pilot Line Politechnika Warszawska
koncentruje sie na technologiach integraciji
fotonicznej w $redniej podczerwieni (mid-IR) -
wschodzgcym obszarze o  strategicznym
znaczeniu dla  sensoryki, monitorowania
przemystowego i Srodowiskowego, optycznej
komunikacji w  wolnej przestrzeni oraz
zastosowan w dziedzinie bezpieczenstwa.
Wktad PW  obejmuje rozwdj platformy
fotonicznej Ge-on-Si (german na krzemie) oraz
dedykowanego zestawu regut projektowych
(PDK - process design kit) dla uktadow PIC
pracujgcych ~ w  dredniej  podczerwieni.
Politechnika Warszawska odpowiada réwniez za
realizacje demonstratora na potrzeby sensingu
w zakresie Sredniegj podczerwieni,
rozszerzajgcego zasieg PIXEurope na obszary
zastosowan wykraczajgce poza komunikacje i
obliczenia. Prace nad integracjg hybrydowa, m.in.
z wykorzystaniem materiatow

zmiennofazowych, dodatkowo poszerzajg polski
wktad w funkcjonalny zakres tej inicjatywy.
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Chips Act - WBG Materials

W kwietniu 2024 roku Chips Joint Undertaking,
dziatajgc w ramach European Chips Act, wybrato
zespot, w sktad ktorego wehodzi UNIPRESS oraz
tukasiewicz - IMiF do realizacji jednej z czterech

europejskich linii  pilotazowych w zakresie
zaawansowanych technologii
potprzewodnikowych.

WBG Materials. Program pozwoli rozwingé

innowacyjne technologie materiatowe i budowy
przyrzadéw, bazujgcych na potprzewodnikach
szerokoprzerwowych, takich jak azotek galu (GaN),
weglik krzemu (SiC) czy tlenek galu (Ga203),
stanowigce kluczowe elementy dla zastosowan
przemystowych, motoryzacji, energii odnawialnej,
elektroniki uzytkowej czy obronnosci.

Projekt ma na celu uruchomienie linii pilotazowe;
oraz opracowywanie i rozwoj technologii FD-SOI
10 nm i 7 nm. Technologia ta jako jedyna
powstata w catosci w Unii Europejskiej i z tego
wzgledu jest strategiczna dla  rozwoju
technologii pdtprzewodnikowych w Europie.
Budowa linii ma rozpoczaé sie juz w 2025 roku, a
na realizacje zatozonych celéw tukasiewicz -
IMiF i IWC PAN dostang 50 min EUR.

W ramach miedzynarodowego konsorcjum, w
sktad ktérego wchodzg 22 jednostki naukowo-
badawcze i uczelnie wyzsze z Wtoch, Szwecji,
Finlandii, Austrii, Niemiec, Francji i Polski.

Polskie jednostki badawczo-rozwojowe -
tukasiewicz - IMiF oraz IWC PAN - odpowiadajg
za rozwdj technik wzrostu podtozy GaN i warstw
epitaksjalnych oraz technologii wytwarzania
przyrzadow opartych na GaN i Gaz20s. Dzigki
udziatowi w projekcie +tukasiewicz - IMiF,
poprzez inwestycje w rozbudowe infrastruktury
clean-room oraz zakup  specjalistycznej
aparatury, tworzy dedykowang linie
technologiczng do prototypowania przyrzaddw
mocy GaN-na-GaN na podtozach 27 i 4”.

Mapa drogowa technologii wertykalnych przyrzaddw GaN w tukasiewicz-IMIF

Projektowanie | wytwarzanie

Rozwg) moduwiow technologicenych
dia przyregodw GaN-na-GaN.
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Centrum Kompetencji Mikroelektroniki i Fotoniki

Ogtoszone w maju 2024 Centrum Kompetencji Mikroelektroniki i Fotoniki bedzie wspdlnym
przedsiewzieciem trzech jednostek naukowych, finansowanym ze srodkéw KPO: tukasiewicz - Instytutu
Mikroelektroniki i Fotoniki (lider), tukasiewicz - Instytutu Tele- i Radiotechnicznego oraz CEZAMAT
PW. Projekt bedzie kosztowat 519.7 min PLN, a wysoko$¢ dofinansowania ze strony UE to 370.0 min
PLN. Projekt ma by¢ zrealizowany do roku 2027. Jednym z celdw jest utworzenie nowych laboratoridw,
ktdére wykorzystujgc unikatowe kompetencije z zakresu projektowania i wytwarzania zaréwno materiatéw
jak i przyrzadéw pozwolg na olbrzymi skok technologiczny w Polsce. Poczawszy od technologii wzrostu
warstw epitaksjalnych, a konczac na gotowych nowatorskich przyrzadach - projekt umozliwi prowadzenie
badan na najnowoczesniejszym sprzecie. Z kolei nowoczesne systemy pomiarowe pozwolg na jeszcze
bardziej kompleksowa charakteryzacje materiatdéw i struktur na poziomie nano.

W czesci realizowanej przez CEZAMAT Politechnika Warszawska zakupi i uruchomi nowg aparature
technologiczng, diagnostyczng oraz pomiarowg w istniejgcych juz laboratoriach. Aparatura dostgpna w
CEZAMAT PW w potaczeniu z przewidzianymi do zakupu urzadzeniami utworzy unikatowa linie
technologiczng w skali kraju do wytwarzania fotonicznych uktadéw scalonych oraz przyrzadéw
mikroelektronicznych. Bedzie to jedyna aparatura w petni dostosowana do podtozy o rozmiarach 200
mm w tej czesci Europy. Koszt inwestycji CEZAMAT PW wyniesie ponad 97 min PLN, z czego
dofinansowanie bedzie wynosi¢ 70 min PLN.

W czescirealizowanej przez tukasiewicz - Instytut Tele-i Radiotechniczny, o tgcznej wartosci 25.6 min
PLN (dofinansowanie UE: 16.7 min PLN), ITR utworzy Laboratorium Obwoddéw Drukowanych i Montazu
Elektronicznego. Prace badawcze laboratorium dotyczy¢ beda opracowania nowych rozwigzan w zakresie
konstrukgji, doboru materiatéw, optymalizacji proceséw technologicznych i wytwdrczych obwoddw
drukowanych oraz montazu i demontazu zespotdw elektronicznych.

W ramach inwestycji £ukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki zbuduje lub zmodernizuje
laboratoria Materiatéw Funkcjonalnych, Przyrzadéw GaN i mikromontazu, Fotoniki Podczerwieni,
Projektowania Uktadéw Scalonych i Systemdw Elektronicznych, Laboratorium Centrum Grafenu i
Innowacyjnych Nanotechnologii, Laboratorium Szkiet Specjalnych i Swiattowodéw. Na poczatku 2025 roku
pierwsze urzadzenia zakupione w ramach projektu dotarty juz do Laboratorium Materiatéw Inteligentnych
tukasiewicz IMiF.

e |
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PROJEKTOWANIE |
OPROGRAMOWANIE
UKEADOW
POLPRZEWODNIKOWYCH

Sii sii.pl
0d 20 lat Sii Polska rozwija kompetencje w obszarze
potprzewodnikdw w catym tancuchu wartosci tej
branzy, dostarczajgc rozwigzania w zakresie rozwoju
produktow, inzynierii oprogramowania, zapewnienia
jakosci oraz optymalizacji operacji. Dziata w takich
domenach technologicznych jak: platformy firmware i
BIOS, DevSecOps, sterowniki graficzne i wyswietlacze,
urzadzenia sieciowe i Ethernetowe, pamieci masowe i
nieulotne, FPGA, wsparcie techniczne laboratoriow
oraz Al w procesach integracji produkcyjne;.
Dysponujac zespotem ponad 7 300 specjalistow, Sii
Polska tgaczy bogate dosgwiadczenie w inzynierii,
badaniach i rozwoju (R&D) oraz dedykowanym wsparciu
IT, realizujac projekty dla ponad 200 klientéw na
calym Swiecie - w tym  producentow
potprzewodnikow, firm typu fabless, dostawcéw
sprzetu oraz innowatoréw technologicznych w branzy
high-tech.

Sii Polska jest czesto wybierana przez firmy
produkujagce hardware, ktére poszukujg wsparcia w
integracji warstwy sprzetowej z oprogramowaniem
oraz w dostarczaniu ztozonych rozwigzan firmware i
aplikacyjnych, zwiekszajacych wartosé istniejgcych
produktow szybko i efektywnie.

Analog Devices analog.com
Krakowska spdtka Analog Devices rozpoczeta
dziatalno$¢ operacyjng w 2017 roku. Poza

aktywnoscia  handlowg spotka  zajmuje  sie
projektowaniem potprzewodnikowych uktadow
scalonych, specjalizujgc sie w produktach opartych na
konwerterach o rdéznym stopniu  wbudowane;j
programowalnosci. Wszystkie technologie
zaprojektowane lub opracowane przez polskg spotke
sg eksportowane do Analog Devices Int. W Krakowie
spotka zatrudnia 18 osab.

Nordic Semiconductors nordicsemi.com
Powstata w 2014 roku spétka Nordic Semiconductor
w Krakowie zajmuje sie rozwojem i badaniami w
zakresie technologii bezprzewodowych, w
szczegolnosci Bluetooth Low Energy (BLE) i innych
rozwigzan dla Internetu Rzeczy (loT). W skali
miedzynarodowej firma projektuje i produkuje uktady
scalone, moduty oraz systemy wbudowane,
koncentrujgc sie na technologiach niskomocowych.
Centrum programistyczne w Krakowie zatrudnia 112
0sob.

Grifin Microelectronics grifinmicro.com
Grifin Microelectronics to dynamicznie rozwijajgca sie
firma  specjalizujgca sie w  projektowaniu
zaawansowanych uktadow scalonych. Firma projektuje
kompletne uktady scalone, spetniajace swe zadania
zarowno w sektorach konsumenckich, jak i
przemystowych, medycznych oraz automotive. Zespot
sktada sie z doswiadczonych inzynieréw i
specjalistow, ktdrzy z pasjg podchodzg do tworzenia
nowoczesnych technologi.

Phison / Wilk Elektronik j.v.

We wrzesniu 2024 Wilk Elektronik, jedyny w Europie
producent pamieci komputerowych DRAM, ogtosita
strategiczne partnerstwo z tajwanskim Phison
Electronics liderem w produkcji kontrolerow NAND
flash i rozwigzan pamigci masowej NAND. Obie firmy
planujg  stworzenie specjalistycznego  zespotu
badawczo-rozwojowego, ktérego gtéwnym zadaniem
bedzie rozwijanie firmware stosowanego w dyskach
SSD oraz pamieciach flash. Firmy rozwazajg takze
wspdtprace nad technologig aiDAPTIV+, ktéra nalezy
do tajwanskiej firmy. Mogtaby ona umozliwié
tworzenie lokalnych centréw obliczeniowych i
optymalizacje danych bez koniecznosci przesytania
ich do chmury.
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ChipCraft chipcraft-ic.com
ChipCraft to polska firma projektowa dziatajaca w
modelu fabless, zatozona w 2016 roku przez
inzynierow  wywodzacych sie  z  Politechniki
Warszawskiej. Specjalizuje sie w projektowaniu
analogowych i cyfrowych uktadéw scalonych oraz ich
kluczowych  blokéw  funkcjonalnych,  oferujgc
kompleksowe wsparcie w rozwoju niestandardowych
rozwigzan potprzewodnikowych.

Flagowym produktem firmy ChipCraft jest NaviSoC, w
petni scalony odbiornik GNSS zintegrowany z
procesorem aplikacyjnym na jednym podtozu
potprzewodnikowym, ktéry ma wysokg odpornos¢ na
zagtuszanie oraz zwodzenie i jest przeznaczony na
rynek masowy. System scalony NaviSoC jest
dedykowany do rozwigzan, ktére wymagajg duzej
precyzji pozycjonowania, wysokiej niezawodnogci i
bezpieczenstwa, niewielkich rozmiaréw oraz niskiego
poboru mocy. NaviSoC znajdzie zastosowanie w
roznych aplikacjach, w tym ustugach opartych na
lokalizacji (LBS), loT, nawigacji o doktadnosci na
poziomie pasa ruchu, bezzatogowych statkach
powietrznych (UAV) oraz pojazdach autonomicznych,
$ledzeniu cennych aktywow, synchronizacji czasu,
precyzyjnym rolnictwie czy geodezji oraz mapowaniu
terenu.

ChipCraft opracowat rodzine polskich procesorow
RISC-V od podstaw, zapewniajgc petng kontrole nad
kodem zZrédtowym oraz eliminujgc ryzyko obecnosci
tzw. backdooréw. Procesor osigga czestotliwosé
pracy do 1,5 GHz w technologii 7 nm FinFET ASAP7.
Petna kontrola nad kodem zrédtowym eliminuje ryzyko
obecnosci niepozadanych funkgcji, co ma kluczowe
znaczenie w  zastosowaniach ~ wymagajacych
wysokiego poziomu bezpieczenstwa, w tym w
sektorze obronnym.

ChipCraft oferuje ustugi projektowania i industrializacji
specjalizowanych  uktadéw  scalonych. Wysoce
doswiadczony, multidyscyplinary zespot inzynieréw
sktada sie z projektantéw catych systemow i
procesoréw, w tym mikroarchitektury procesora,
projektantow uktadéw analogowych i cyfrowych
wielkiej skali integracji, specjalistéw od weryfikacji
oraz programistéw oprogramowania wbudowanego, a
takze ekspertow w dziedzinie nawigaciji satelitarne; i
przetwarzania sygnatéw.

PROJEKTOWANIE |
OPROGRAMOWANIE
UKEADOW
POLPRZEWODNIKOWYCH

Phonemic phonemic.pl
Zlokalizowana w Lublinie firma wykonuje projekty i
weryfikacje RTL oraz firmware dla FPGA, a takze dla
specjalizowanych uktadéw scalonych w takich
aplikacjach jak cyfrowe przetwarzanie sygnatu (5G,
LTE), kryptografia, projektowanie i integracja na
poziomie systemu.

Miedzy innymi, firma zajmuje sig opracowywaniem IP-
core dedykowanych dla specyficznych potrzeb
klientéw, od  poziomu matematycznego i
algorytmicznego po mikroarchitekture, badaniem
architektur sprzetowych czy opracowywaniem
algorytmoéw. Phonemic opracowat szereg autorskich
rdzeni IP, od rdzeni arytmetycznych (FFT, kryptografia,
filtry FIR), ztozonych rdzeni przetwarzania radiowego
(DPD, CFR) po ztozone rozwigzania interfejsow
gtosowych (VAD).
Silicon Creations siliconcr.com
Polski oddziat powstatej w 2006 roku amerykanskiej
firmy z siedzibg w Atlancie. Silicon Creations to
projektant rozwigzan IP opartych na krzemie z biurami
w USA i Polsce oraz jednostkami handlowymi na
catym sSwiecie. Firma zajmuje sie projektowaniem
uktaddéw taktowania (PLL), oscylatorow,
niskoenergetycznych, wysokowydajnych
wieloprotokotowych blokéw komunikacyjnych SerDes
oraz szybkich uktadéw LVDS 1/0. Komponenty
opracowywane przez firme znajdujg zastosowanie w
smartfonach i innych urzadzeniach przenosnych,

elektronice konsumenckiej, procesorach,
urzadzeniach  sieciowych, motoryzacji, loT i
urzadzeniach  medycznych.  Silicon  Creations

projektuje podtprzewodniki, produkowane masowo w
technologiach od 3 nm do 180 nm.
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Openchip openchip.com
Openchip specjalizuje sig w projektowaniu systemow
akceleracyjnych dla wysokowydajnych obliczert (HPC)
oraz rozwigzan typu System-on-Chip (SoC) opartych na
architekturze RISC-V. Technologie firmy znajdujg
zastosowanie m.in. w genomice, astrofizyce,
energetyce czy lotnictwie. Gtéwna siedziba Openchip
miesci sie w Barcelonie, spdtka posiada tez jednostke
we Wtoszech. W marcu 2025 firma ogtosita otwarcie
nowego centrum R&D w Gdansku, ktdére bedzie
koncentrowaé sie na tworzeniu nowoczesnych
procesoréw i akceleratoréow dla centréw danych i HPC,
zgodnych z europejskimi wymogami efektywnosci
energetycznej. Akceleratory  spotki zostang
zaprojektowane z wykorzystaniem technologii weztow
krzemowych i otwartej architektury zestawu instrukgji
dla procesoréw (RISC-V). Openchip zwiekszyt zatoge do
kilkudziesieciu osob jeszcze w roku 2025.

OmniChip omni-chip.com
Spotka projektuje uktady scalone na zlecenie
zagranicznych firm pdtprzewodnikowych oraz tworzy
produkty i bloki IP na potrzeby wtasnych produktow. W
2022 roku spdtka realizowata prace badawcze w
projekcie Realholo dofinansowanym z projektu Horizon
2020, ktére polegaty one na zaimplementowaniu i
weryfikacji czesci  cyfrowej uktadu scalonego
przeznaczonego do wyswietlaczy holograficznych 3D.
OmniChip opracowat tez platforme do obstugi
protokotu NFC. Warszawska firma wykonuje migdzy
innymi analizy i projektowanie architektury, projekty IP i
weryfikacje systemu, prototypowanie FPGA.

ALDEC-ADT aldec.com
Zatozona w 1998 roku ALDEC-ADT jest producentem
nowoczesnego oprogramowania przeznaczonego do
projektowania uktadow scalonych FPGA i ASIC.
Gtoéwnymi produktami firmy sg: Active-HDL i Riviera-
PRO - pakiety zintegrowanego  $rodowiska
wspomagajgcego projektowanie uktadéw cyfrowych z
wykorzystaniem jezykdw opisu sprzetu VHDL, Verilog
HDL, SystemVerilog i SystemC. Polski oddziat petni
funkcje centrum rozwoju oprogramowania EDA dla
catego koncernu.

Graphcore graphcore.ai
Zatozona w Bristolu w 2016 roku firma Graphcore
jest od 2024 roku czescig Grupy SoftBanku i
produkuje systemy komputerowe dla sztucznej
inteligenciji, zasilane przez Intelligence Processing
Unit (IPU). Jest to najnowoczesniejszy procesor,
zaprojektowany przez firme z mysla o unikalnych
wymaganiach obliczeniowych SI.  IPU  stwarza
naukowcom zajmujgcym sie sztuczng inteligencja
mozliwosdci badan w zupetnie nowych obszarach,
niemozliwych do eksploracji przy uzyciu obecnych
technologii. Systemy Graphcore sg wykorzystywane
w aplikacjach sztucznej inteligencji w wielu branzach,
m.in. w farmaceutykach, ustugach finansowych,
przemysle  motoryzacyjnym i  konsumenckich
ustugach internetowych.

Nowy oddziat Graphcore w Gdansku bedzie
stanowil jego centrum badawczo-rozwojowe.
Obecnie pracujg w nim 22 osoby, firma zapowiada

szybki rozwdj polskiej jednostki. CPU
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) e
Processors
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performance comput ing
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Synopsys synopsys.com
Synopsys to amerykariska korporacja zajmujgca sig
wsparciem producentow uktadéw scalonych oraz
urzadzen elektronicznych poprzez dostarczanie
oprogramowania w zakresie projektowania
elektronicznego (EDA), gotowych fragmentéw projektu
w postaci tzw. IP Core oraz urzadzen i oprogramowania
wspierajgcego  prototypowanie, oraz testowanie.
Rozwigzania firmy Synopsys obejmujg projektowanie i
weryfikacje uktadéw potprzewodnikowych zaréwno w
zakresie hardware’u jak i software’u. Synopsys zostata
zatozona w 1987 roku, aktualnie zatrudnia ponad 20
tysiecy pracownikéw. Oddziat w Gdansku zatrudnia
okoto 200 inzynierdw, ktdrzy projektujg uktady scalone
(projektowanie analogowe i projektowanie layoutu, czyli
w jakim uktadzie tranzystory sg rozmieszczane),
wspierajg rozwodj narzedzi i systemdéw prototypowania
oraz EDA. Gdanscy inzynierowie pracujg m.in. w
technologiach rzedu 2 nm.

DCD-SEMI ded.pl
Digital Core Design zostata zatozona w 1999 roku w
Bytomiu, przez absolwentéw Politechniki Slaskiej. Od
samego poczatku firma skupia sie na projektowaniu
specjalizowanych uktadéw scalonych (IP Core oraz
SoC), ktore znajdujg zastosowanie wtasciwie w kazdej
gatezi gospodarki - poczgwszy od elektroniki
uzytkowej, poprzez branze mobilng czy automotive, na
branzy wojskowej czy kosmicznej skonczywszy. DCD w
ciggu 25 lat dziatalnosci zaprojektowata ponad 100
roznego typu architektur, ktore zostaty wykorzystane w
co najmniej 1 miliardzie urzadzen elektronicznych na
catym swiecie.

Zrédto: DCD-SEMI

Pogréd kilkunastu osdb zatrudnionych w spodtce
mozna znalez¢ zaréwno inzynierow z
kilkudziesiecioletnim doswiadczeniem, jak i tez
utalentowanych absolwentéw uczelni wyzszych,
ktérzy zdobywajac unikalne w skali kraju umiejetnosci
i wzbogacajgc je o wtasne, innowacyjne pomysty.
Dzieki mieszance doswiadczenia oraz $wiezosci
Digital Core Design w ciggu przeszto dwdch dekad
zbudowata swojg marke na globalnym rynku IT,
dostarczajac swoje rozwigzania do firm takich jak
m.in. VW, Toyota, Sony, Raytheon, Osram, Bosch, ABB,
Siemens, Micron czy Honeywell. Do najwigkszych
osiagnie¢ firmy mozna zaliczy¢:

- pierwszy w historii Polski interfejs CAN XL
dedykowany aplikacjom motoryzacyjnym (szybkosc
transmisji danych do 20Mbs; dodatkowa mozliwog¢
implementacji Functional Safety),

- 32-bitowe oraz 64-bitowe procesory RISC-V wraz
z zestawem peryferiow, oraz rozszerzen (DCD jest
cztonkiem  RISC-V  International,  organizacji
zrzeszajgcej firmy rozwijajgce standard RISC-V),

- najszybszy na swiecie procesor z rodziny 8051,
ktéry dzieki niezwykle popularnej architekturze
znajduje zastosowanie m.in. w loT, lloT czy tez
elektronice konsumenckiej (DQ80251 jest ponad 75-
krotnie wydajniejszy od standardu stworzonego przez
firme Intel, a dzigki bogatemu zestawowi peryferiow
jest  doskonatym  wyborem dla  projektow
power/performance).

- w 100% bezpieczny polski system kryptograficzny
Crypt-One, oferujacy sprzetowg kryptografie oraz
tzw. lightweight cryptography,

- Holistyczne portfolio peryferiow, takich jak np. USB,
I2C, 13C, SPI, UART, ktére mozna wykorzystaé
zaréwno w potgczeniu z uktadami DCD, jak i tez firm
zewnetrznych.
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QNA Technology gnatechnology.com

QNA Technology rozwija technologie i procesy produkgii
nanomateriatow potprzewodnikowych w postaci kropek
kwantowych niezawierajagcych metali cigzkich i
przeznaczonych m.in. do zastosowan w
wyswietlaczach nowej generacji. Spotka wyrdznia sie
podejéciem obejmujgcym caty tancuch wartosci - od
syntezy materiatow, przez ich funkcjonalizacje, az po
wdrozenia przemystowe.

Kluczowym elementem oferty sg potprzewodnikowe
tusze bazujagce na kropkach kwantowych, ktore
umozliwiajg drukowanie struktur na roznych typach
podtozy, w tym elastycznych i transparentnych. Sama
kropka kwantowa to nanokrysztat potprzewodnika o
rozmiarach rzedu kilku nanometréw, zbudowany z
rdzenia odpowiedzialnego za emisje $wiatta, powtoki
ochronnej oraz warstwy organicznej zapewniajgcej
kompatybilnoé¢  z  docelowym  Srodowiskiem
aplikacyjnym.

Flagowym produktem spotki sg niebieskie kropki
kwantowe PureBlue.dots, rozwijane z mysla o
zastosowaniach w technologii ODEL. W 2025 roku
firma zakonczyta walidacje pilotazowej linii syntezy
kropek kwantowych, co oznacza osiggniecie gotowosci
technologicznej i mozliwo$¢ dostarczania materiatow w
skali odpowiadajgcej potrzebom testow oraz krétkich
serii.  Rownolegle spotka  uruchomita  wtasne
laboratorium aplikacyjne, w ktdrym rozwija diody QDEL,
wspierajgc  klientéw w optymalizacji parametréw
urzadzen i skracajagc czas przejscia do etapu
komercyjnego.

Strategia QNA Technology zaktada dalsze rozszerzanie
portfolio materiatowego. W 2025 roku rozpoczeto
prace nad nanomateriatem Zn(Mg)O, ktéry ma petnic¢
funkcje komplementarng wobec kropek kwantowych w
strukturach wyswietlaczy, a jednoczesnie otwieraé
nowe mozliwosci zastosowan w innych obszarach
zaawansowanych technologi.

Spotka intensyfikuje réwniez dziatania zwigzane z
dywersyfikacjg rynkow. Obok sektora wyswietlaczy
analizowane sg nowe zastosowania, m.in. w obszarze
uwierzytelniania opakowan. W tym zakresie podpisane
zostato porozumienie z amerykanskg firmg Reborn
Materials.

Noctiluca noctiluca.com
Noctiluca zajmuje sie rozwojem i produkcjg
zaawansowanych zwigzkéw chemicznych (high
performance materials), stanowigcych kluczowy,
odpowiadajagcy za luminescencje element
wyswietlaczy OLED i zrédet $wiatta.

Ich parametry decydujg o wydajnosci zamiany pradu
elektrycznego  na  Swiatto, jakosci  obrazu
wyswietlanego w technologii OLED, nasyceniu barw i
jasnosci. Sg to zwigzki emitujgce Swiatto dzieki
termicznie aktywowanej opdznionej fluorescenciji
(TADF) do zastosowan w technologii OLED 3. i 4.
generaciji. Noctiluca opracowuje takze dedykowane
dla nich specjalistyczne materiaty pomocnicze, ktére
stanowig wiekszos$¢ warstwy emisyjnej wyswietlacza
OLED, oferujgc swoim klientom gotowe rozwigzanie
sktadajgce sie z emitera, sensybilizatora i hostow.
Catosé¢ zamykana jest w strukturze diody OLED, ktora
nastepnie tworzy panel, a w dalszym etapie - matryce
wyswietlacza, generujagcg obraz widoczny dla
uzytkownika.

Spotka wspotpracuje z globalnymi graczami rynku
wyswietlaczy, w tym LG Display, TCL, ITRI czy Inuru, a
jej rozwigzania sg testowane przez wiekszosc
najwiekszych producentow paneli OLED.

Rok 2025 okazat sig dla Noctiluca przetomowy. Firma
przeszta z etapu prac laboratoryjnych do walidacji
przemystowej swojego flagowego materiatu NCEIL u
producentéw wyswietlaczy klasy tier-1. Testy
wykazaty  ponad  100-procentowsg  poprawe
zywotnosci niebieskiego piksela OLED - parametru
uznawanego za jedno z najwiekszych wyzwan branzy.
Postepy technologiczne znajdujg odzwierciedlenie w
wynikach finansowych. W 2025 roku przychody spoétki
wzrosty do 3,64 min PLN (+48% r/r), przy
jednoczesnej poprawie wyniku EBITDA.

Strategia Noctiluca zaktada dalsze rozszerzanie
portfolio materiatowego. Obok emiterow rozwijane sg
kolejne komponenty warstwy emisyjnej, co pozwala
spotce  budowa¢  silniejszg  pozycje  jako
kompleksowego dostawcy  materiatow dla
producentéw OLED. Réwnolegle firma inwestuje w
rozwoj wtasnych kompetencji inzynieryjnych oraz
zaplecza badawczo-produkcyjnego.

Kolejnym krokiem ma by¢ przejscie do petnegj
kwalifikacji materiatéw w produkcji masowej. Spotka
prowadzi obecnie kilka réwnolegtych projektow
komercjalizacyjnych, ktére - w przypadku powodzenia
- moga przetozy¢ sie na istotny wzrost skali
dziatalnosci w najblizszych latach.
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PCC Rokita

PCC Rokita opracowata technologie wytwarzania
tlenochlorku fosforu (POCI3) o bardzo wysokiej
czystosci, dzieki czemu znajduje on zastosowanie w tak
wymagajgcych gateziach przemystu elektronika czy
Swiattowody. Produkt POCI3 Solar Grade to odpowiedz
na rosngce zapotrzebowanie rynku na ogniwa
stoneczne oraz urzadzenia poétprzewodnikowe typu ni
p. Tlenochlorek fosforu w produkcji emiterow i
potprzewodnikéw typu n i p zawdzigcza swojg rosnacg
popularnos¢ dzigki tatwosci aplikacji tej substancji na
liniach technologicznych, dobrej kontroli procesu,
dobrej stabilnosci przechowywania, jednorodnosci i
wysokiej wydajnosci. POCI3 Solar Grade charakteryzuje
sie bardzo niskg zawartoscig metalu, ktérego suma nie
przekracza 1 ppm, dajac tym samym produkt o klasie
czystosci 99,9999% (6N). PCC Rokita SA oferuje POCI3
Solar Grade w specjalistycznych pojemnikach o
pojemnoéci 1 |, ktére sg przygotowane do
bezposredniego wykorzystania w produkciji
potprzewodnikow i nadaje sie do stosowania w

atmosferycznych i niskocignieniowych  piecach
dyfuzyjnych.

Nanoxo nanoxo.eu
Nanoxo to polska firma chemiczna specjalizujgca sig w
projektowaniu i  wytwarzaniu  zaawansowanych

materiatow funkcjonalnych o szerokim spektrum
zastosowan przemystowych. Dziatalnosé spotki opiera
sie na kompetencjach zespotu badawczo-rozwojowego
oraz podejsciu zaktadajgcym $Sciste powigzanie
projektowania materiatow z ich walidacjg i wdrozeniem.
Kluczowym obszarem rozwoju sg obecnie kropki
kwantowe wolne od metali ciezkich, w szczegolnosci
nanoczgstki na bazie tlenku cynku. Réwnolegle spdtka
rozwija technologie w obszarze chemii
metaloorganicznej, planujgc rozszerzenie portfolio o
nowe materiaty odpowiadajgce na  potrzeby
dynamicznie rozwijajgcych sie sektoréw przemystu.

Photonics Innovation photin.eu
Firma, stosujgca nazwe handlowg Photin, $wiadczy
ustugi wytwarzania cienkich warstw
potprzewodnikowych w  technologii MOCVD. Firma
produkuje w matych seriach fosforek indu, oferujac
klientom na catym $wiecie ustugi w zakresie badan i
rozwoju oraz produkcji na matg skalg ztozonych
urzadzen potprzewodnikowych (InP, GaAs, GaSb, InAs).

ENSEMBLE® ensemble3.eu
Firma powstata w roku 2020, a jgj jedynym
udziatowcem jest tukasiewicz - IMiF. Zatrudniajaca

blisko 100 oséb firma petni role centrum
doskonatosci w zakresie nanofotoniki,
zaawansowanych  materiatdw i nowoczesnych

technologii opartych na wzroscie krysztatéw. Juz rok
po utworzeniu pozyskata znaczgce finansowanie w
ramach programu Teaming for Excellence (Horyzont
2020), co wzmocnito jej pozycje w obszarze
nowoczesnych technologii.

W projekcie uczestniczyty renomowane instytucje,
takie jak Uniwersytet Warszawski oraz tukasiewicz -
Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, a takze Karlsruhe
Institute of Technology, Sapienza University of Rome
oraz Instytut nanoGUNE z San Sebastian w Hiszpanii.
ENSEMBLE3 pracuje nad rozwojem nowatorskich

technologii  materiatowych i nowoczesnych
materiatbw o wyjatkowych  wtasciwosciach
elektromagnetycznych,  ktére  moga  znalezé

zastosowanie w takich dziedzinach, jak fotonika,
optoelektronika, telekomunikacja, konwersja energii
stonecznej, medycyna i lotnictwo.

Firma produkuje monokrysztaty AllIBV: arsenek galu
(GaAs), arsenek indu (InAs), fosforek galu (GaP),
fosforek indu (InP) oraz antymonek galu (GaSh).
Materiaty produkowane przez spotke znajdujg
zastosowanie w produkcji mikrofalowych uktadéw
scalonych, réznego rodzaju diod (w tym diod LED),
detektorow promieniowania podczerwonego,
fotodetektorow itp. ENSEMBLES3 wytwarza tez weglik
krzemu  (SiC), kilka  rodzajow  materiatéw
termoelektrycznych oraz tlenki majgce zastosowanie
w optyce i optoelektronice.

W ostatnich latach spdtka systematycznie umacnia
swojg pozycje w europejskim taricuchu dostaw
potprzewodnikow. W 2024 roku zwrdécita uwage rynku
jako jedyny w Unii Europejskiej producent antymonku
galu (GaSh), materiatu o strategicznym znaczeniu
m.in. dla detekcji podczerwieni i zastosowan
obronnych.

Centrum rozwija réwniez kompetencje w zakresie
komercjalizacji technologii oraz wspotpracy z
przemystem, oferujgc infrastrukture i know-how
zarowno dla doswiadczonych zespotéw badawczych,
jak i mtodych innowatoréw pracujgcych nad nowymi
rozwigzaniami materiatowymi.
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Kubara Lamina kubaralamina.com
Dziatalnos¢ produkcyjna Kubara Lamina oparta jest na
dwdch gtéwnych filarach: produkcji pétprzewodnikéw
duzych mocy oraz produkcja wyrobdéw mikrofalowych.
Firma produkuje diody i tyrystory wysokich mocy,
amplitrony, absorbery, magnetrony i zwieraki. Wyroby
firmy  znajdujg =~ zastosowanie ~w  przemysle
energoelektronicznym oraz militarnym, w tym gtéwnie
w konstrukgji urzadzen radiolokacyjnych. Aktualnie we
wspotpracy z WAT, ITWL, Siltec oraz ZM Tarnéw, Kubara
Lamina pracuje nad nowym rodzajem  broni,
przeznaczonej do eliminacji bezzatogowych statkow
powietrznych.

TopGaN topganlasers.com
Zatozona w 2001 roku firma TopGaN byta drugg firmg w
Europie, ktora zademonstrowata fioletowe diody
laserowe i od tego czasu wprowadzita wiele
innowacyjnych technologii w dziedzinie emiteréw
opartych na azotkach. TopGaN produkuje
zaawansowane emitery swiatta widzialnego i UV GaN,
pracujgce w zakresie widmowym 395-461 nm, w tym
diody laserowe o przestrajalnej dtugosci fali (diody
laserowe z zewnetrzng wneka), potprzewodnikowe
wzmacniacze optyczne diody superluminescencyjne
oraz niestandardowe, fotoniczne uktady scalone.

Do niedawnych osiggnie¢ firmy nalezy optymalizacja
konstrukgcji laseréw fioletowych z przedziatu dtugosci
fali 415-435 nm. Dodatkowo, dzieki modyfikacji
procesu montazu i struktury epitaksji, uzyskano czas
zycia laseréw 421 nm powyzej 10 tys. godzin, co jest
krytycznym parametrem tych urzadzen na rynku
przemystowym. Spotka jest tez uczestnikiem
europejskiego programu TEAM TECH, ktérego celem
jest wytworzenie monolitycznego, dwuwymiarowego
potprzewodnikowego uktadu diod laserowych przy
uzyciu uktadu materiatow GaN.

ResQuant resquant.com
ResQuant to polska firma deep-tech z siedzibg w
todzi,  specjalizujgca sie  w  sprzetowej
implementacji standardow kryptografii
postkwantowej (PQC). Zatozona w 2020 roku,
ResQuant projektuje tzw. koprocesory
kryptograficzne - sprzetowe moduty
odpowiedzialne za generowanie i przechowywanie
kluczy oraz wykonywanie operacji szyfrujgcych. Sg
one oferowane w modelu licencyjnym (IP core), dzieki
czemu producenci uktadéw scalonych mogg tatwo
integrowac je ze swoimi produktami.

Firma wspotpracuje z partnerami takimi jak AROBS
Polska, Creotech Instruments, Klaster Technologii
Kwantowych, ChipCraft, Cybernetica, czy Instytut
tacznosci. ResQuant planuje rozpoczaé produkcje
prototypow w technologii 22 nm w fabrykach
GlobalFoundries w Dreznie.

Wsrdd gtéwnych produktdw firmy znajduja sie:

- Licencje IP Core dla PQC - wtasne implementacje
akceleratoréw  sprzetowych dla  algorytmow
postkwantowych takich jak Dilithium, Kyber, SHAKE,
AES, XMSS i SPHINCS+, dostepne w wariantach
zoptymalizowanych pod katem powierzchni, zuzycia
energii i szybkosci dziatania.

- FPGA z PQC - gotowe urzadzenia ze wstepnie
zintegrowanym zestawem kryptografii zgodnym ze
standardami  NIST, umozliwiajagce  praktyczne
testowanie w $rodowiskach krytycznych.

- System-on-a-Chip PQC - obecnie w fazie badan i
rozwoju, z wtasnym bezpiecznym $rodowiskiem
sprzetowym  przeznaczonym dla rynkéw: loT,

wojskowego, motoryzacyjnego i ICT,
zaprojektowanym oraz produkowanym w  Unii
Europejskiej.

42



POLSKI EKOSYSTEM POrPRZEWODNIKOW

/ KATALOG

IDM

CRW Telesystem Mesko telesystem.eu
Firma specjalizuje sie w pracach B+R oraz produkciji dla
przemystu obronnego. Opracowuje, wdraza i produkuje
zespoty optoelektroniczne i elektroniczne dla
przenosnych  systemdéw  przeciwlotniczych i
przeciwpancernych. Jest twodrcg i producentem
unikalnych w skali $wiatowe] fotodetektoréw InSh i
PbS, specjalistycznej optyki i nowoczesnych
hybrydowych przedwzmacniaczy. Firma opracowata i
wdrozyta szereg krytycznych technologii
produkcyjnych, w tym technologie precyzyjnego
montazu elementéw optycznych oraz technologie
produkcji fotodetektoréw o wysokiej detekcyjnosci
(D*>10110 (cm*HzA0.5/W).

W ostatnim okresie spdtka istotnie rozwija swoje
zdolnosci produkcyjne i inzynieryjne. Jednym z
najwazniejszych projektow jest budowa nowego
obiektu o wartosci ok. 150 min PLN. Inwestycja
obejmuje zardwno infrastrukture, jak i wyposazenie
technologiczne, co pozwala zwiekszy¢ mozliwosci w
zakresie projektowania, testowania, produkcji oraz
integracji zaawansowanych systemow elektronicznych
i optoelektronicznych, a takze montazu precyzyjnej
elektroniki. Nowa infrastruktura pozwala przy$pieszy¢
wdrozenia produktéw i zwieksza skale produkcji. To
odpowiedzZ na rosngce zapotrzebowanie ze strony Sit
Zbrojnych RP i klientéw zagranicznych.

Rownolegle spotka rozwija system Piorun dwutorowo -
modernizuje obecng wersjg oraz pracuje nad nastepca
(Piorun 2). Kluczowe kierunki rozwoju obejmujg
doskonalenie algorytmow naprowadzania,
modernizacje uktadéw sterowania, zwiekszanie
odpornosci na zaktdcenia oraz dostosowanie
systemow do aktualnych wymagan pola walki.

Istotnym obszarem dziatalnosci pozostaje takze
rozwdj technologii naprowadzania laserowego dla
amunicji precyzyjnego razenia (m.in. APR 155 i APR
120) oraz systemdéw przeciwpancernych, takich jak
pocisk Pirat.

Spotka rozwija réwniez wspdtprace miedzynarodowg w
obszarze optoelektroniki, integrujagc zaawansowane
systemy obserwacyjne z systemami dowodzenia i
kontroli. Rozwigzania te zwigkszajg zdolnosci
rozpoznawcze i Swiadomos¢ sytuacyjng
uzytkownikdw.

SemiQa semiqua.com
SemiQa to pionier w projektowania akceleratoréw
dla sztucznej inteligencji (w tym procesoréw
graficznych). Flagowe projekty SoC wykorzystujace
Analogowe Sieci Neuronowe dotyczg uktadow
ANN21000 dla systemdéw autonomicznych (np. drony i
namierzanie celu) oraz ANN2000 do zastosowan
obliczeniowych w centrach danych. Technologia
Analogowych Sieci Neuronowych przetwarza sygnaty
w sposob ciggty wformie analogowej, eliminujac
niedogodnosci typowe dla tradycyjnych systemow
cyfrowych. Dzigki temu oferowane uktady dziataja
znacznie szybciej niz dostepne na rynku przy znacznie
nizszym poborze energii. Firma jest czedcig
prestizowego programu NVIDIA Inception oraz
globalnych inkubatoréw w tym: japoriskiego KGAP+
oraz tajwanskiego Garage+. Spotka wygrata
prestizowy tajwanski konkurs w kategorii IC Design
dla Al, organizowanego przez Taipei Computer
Association. SemiQa  wykorzystujagc ~ wsparcie

tajwanskiego rzadu, planuje otworzyé¢ tajwanski
oddziat spdtki najpdzniej w drugim potroczu 2026
roku.
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Insoptics insopticsi:c?r\n3
Firma Insoptics zajmuje sie produkcjg i rozwojem
urzadzen spektroskopowych do monitorowania
procesoéw plazmowych, takich jak osadzanie cienkich
warstw, trawienie plazmowe, PECVD, plazma
atmosferyczna itp. Insoptics oferuje takie produkty jak

urzadzenia jak monochromatory, spektrometry i
spektrografy.

Instytut Fotonowy fotonowy.pl
Firma opracowuje prototypy i unikalne urzgdzenia na
zamowienie, majgce zastosowanie w procesach
badawczo-rozwojowych pétprzewodnikéw. Firma
konstruuje przyrzady do charakteryzagji
potprzewodnikow, urzadzenia i akcesoria do
fotoelektrochemii i elektrochemii, réznego rodzaju
spektrometry, specjalistyczne zrodta swiatta itp.

Systerion

Systerion opracowuje innowacyjne urzadzenia do
hanopozycjonowania i nanowyréwnywania,
przeznaczony do zadan o ultra wysokiej precyzji w
najbardziej wymagajacych grodowiskach
przemystowych. Systemy nanowyréwnywania sg
zoptymalizowane dla branz wymagajgcych
gkstremalngj precyzji, w tym produkcji
pétprzewodnikéw, systeméw optycznych i
zaawansowanej produkcji. Systemy Systerion
zapewniajg najwyzszg doktadno$é, zapewniajgc
precyzyjne  wyrownanie w  skali nanometréw.
Rozwigzania Systerion do nanopozycjonowania sg
zaprojektowane tak, aby osiggna¢ doktadnosé
subnanometrowg nawet w najbardziej wymagajacych
grodowiskach przemystowych. Zaprojektowane z mysla
o stabilnosci i powtarzalnodci, systemy beda
obstugiwaé procesy o wysokiej precyzji, w ktorych
nawet najmniejsze odchylenie moze mieé¢ wptyw na
wydajnosé.

ASYS Polska

ASYS Polska to spdtka-corka niemieckiej firmy, ktéra
od ponad 15 lat zajmuje sie produkcjg przemystowych
robotow dla branzy pétprzewodnikowej, ktdre
spetniajg najwyzsze standardy czystosci, pracujac
nawet w warunkach prézni. Firma jest dostawca
robotéw m.in. dla ASML, VDL Groep oraz Bosch Polska.
W styczniu 2024 ASYS Polska ogtosit, iz zainwestuje
20 min PLN w powigkszenie zaktadu o nowg hale i
wyposazenie do produkcji robotow.

BACK-END
9©
\
NanoresLAB nanores.ventures

NanoresLAB to laboratorium nanotechnologiczne,
wspierajgce  swoich  klientéw z  przemystu
potprzewodnikowego przy wykorzystaniu takich
narzedzi jak SEM (Scanning Electron Microscopy), FIB
(Focused lon Beam), TEM (Transmission Electron
Microscopy), EDS (Energy Dispersive Spectroscopy),
CT  (Computerized Tomography) czy laser
femtosekundowy.

Unikalng kompetencjg NanoresLAB jest mozliwosé
badania catych komponentéw pétprzewodnikowych,
poczawszy od zgrubnego skanu tomograficznego (np.
w celu zlokalizowania potencjalnych defektow), przez
cigcie przy uzyciu specjalnych pit mechanicznych i
lasera femtosekundowego, wykonywanie zgtadow i
mikroskopie optyczna, po schodzenie do inspekcji
warstw o grubosci pojedynczych nanometrow za

pomocg  przekrojow  SEM/FIB i  mikroskopii
transmisyjnej.

Pomiary  topografii i  morfologii  struktur
potprzewodnikowych,  takich  jak  nanodruty,
heterostruktury, rozproszone reflektory Bragga,
studnie  kwantowe itp., opierajg sie na

ultrawysokorozdzielczej mikroskopii  skaningowe;j
(SEM) potaczonej ze spektroskopig dyspersji energii
(EDS) do analizy pierwiastkowej oraz zogniskowanej
wigzki jonéw (FIB) do analizy przekroju czynnego i
preparatyki ptytek metoda transmisyjnej mikroskopii
elektronowej (TEM). Techniki te umozliwiajg inspekcje
struktur ~ potprzewodnikowych  na  poziomie
mikroskopowym, gwarantujac zgodnosé struktur z
normami jakosciowymi i pomagajg inzynierom
zrozumied zachowanie materiatow oraz
zoptymalizowac¢ ich wydajnos¢. Wykrycie defektéw
lub nieprawidtowosci na wczesnym etapie procesu
moze zapobiec kosztownym btedom w przysztosci.
Badania majg na celu poprawe lub modyfikacje
potaczenia w chipach, tak by naprawi¢ btedy w ich
projekcie, czy przetestowad projektowane zmiany
przed zleceniem kosztownej produkcji kolejnego
wafla. Klienci firmy to uczelnie i instytuty, startupy,
drednie firmy i migdzynarodowe korporacje z roznych
krajow Europy. NanoresLAB zrealizowat ponad 1.000
projektow i zlecen badawczych dla ponad 250
klientéw z kilkunastu krajow Europy i Swiata.
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Fluence Technology fluence.technology

Fluence Technology Sp. z o0.0. to polska firma
technologiczna zatozona w 2016 roku, specjalizujgca

sie  w projektowaniu i  produkcji laseréw
femtosekundowych. Spdtka dziata w  modelu
integrujgcym prace badawczo-rozwojowe z

wdrozeniami  przemystowymi, koncentrujgc sie na
rozwigzaniach  dla  zaawansowanej  produkciji,
mikroobrébki materiatéw oraz zastosowan naukowych i
medycznych.

Kluczowg technologig rozwijang przez firme sg lasery
femtosekundowe oparte na architekturze
$wiattowodowej (all-fiber). Zastosowanie pasywnej
interferencji modoéw oraz eliminacja elementow
podatnych na degradacje (np. SESAM) pozwolity
uzyska¢ wysokg stabilnos¢ pracy, odpornos¢ na
wibracje, wstrzasy i zmienne warunki srodowiskowe.
Rozwigzania Fluence charakteryzujg sie ograniczong
koniecznoscig serwisowania oraz dtugim okresem
eksploatacji.

Spotka rozwija wiasne oscylatory ultraszybkie (mu.in.
1030 nm), ktére stanowig podstawe oferowanych
systemdw. Produkty sg testowane pod katem pracy w
szerokim zakresie temperatur oraz odpornosci na
przecigzenia mechaniczne, co umozliwia ich
zastosowanie w srodowisku przemystowym.
Zatozyciele firmy wywodzg sie ze $rodowiska
akademickiego. Nad technologig laserow
femtosekundowych pracujg od poczatku lat 2000. Na
kolejnych etapach rozwoju spdtke wspieraty sSrodki
publiczne (m.in. NCBR) oraz kapitat inwestycyjny.

W ostatnich latach firma przeszta transformacje z
modelu projektowego i prototypowego do organizacji
ukierunkowanej na skalowanie produkciji. Segment
przemystowy odpowiada obecnie za wigkszosé
sprzedazy, a spotka rozwija struktury umozliwiajgce
seryjng produkcje urzadzen oraz obstuge wiekszych
wolumendw zamowien.

%

Fluence  Technology = konsekwentnie  rozwija
dziatalnos¢ eksportowa. Kluczowe rynki obejmujg Azje
Wschodnig (Chiny, Korea Potudniowa, Japonia, Tajwan)
oraz Ameryke Potnocng, gdzie koncentruje sie
przemyst potprzewodnikowy i elektroniczny. Produkty

spotki znajduja zastosowanie m.in. w
mikroelektronice, produkcji  komponentéw  dla
elektroniki  uzytkowej oraz w  systemach

wymagajgcych wysokiej precyzji obrébki materiatdw.

Strategia spotki  zaktada dalsze skalowanie
dziatalnosci, rozwdj portfolio produktowego oraz
budowe pozycji konkurencyjnej wobec globalnych
dostawcéw  technologii  laserowych. Istotnym
elementem pozostaje takze rozwdj zastosowan w
sektorze medycznym oraz wzmacnianie kompetengii

w obszarze zaawansowanych technologii
przemystowych.

NAUKA

Unipress unipress.waw.pl

Instytut Wysokich Cisniert Polskiej Akademii Nauk,
znany réwniez jako Unipress, jest wiodacym
osrodkiem badawczym w dziedzinie fizyki i technologii
potprzewodnikéw oraz inzynierii materiatowej. W
szczegolnosci instytut jest rozpoznawalny na $wiecie
z unikalnej wiedzy i doswiadczenia w zakresie
krystalizacji objetosciowych krysztatéw azotku
galu (GaN). Badania realizowane w Instytucie
obejmujg fizyke i epitaksje potprzewodnikdw
azotkowych, wytwarzanie biomateriatéw, badania
materii migkkiej i szkiet, fizyke promieniowania THz i
inne obszary. Unipress opracowuje i wytwarza
urzadzenia wysokocignieniowe do laboratoriéw
badawczych na catym $wiecie.

Czescig Unipress jest laboratorium Epitaksji MBE (NL-
14), specjalizujgce sie w rozwoju niebieskich diod
luminescencyjnych (LED) i diod laserowych (LD),
wytwarzanych technologia epitaksji z wigzek
molekularnych z uzyciem plazmy azotowej (PAMBE -
ang. Plasma-Assisted Molecular Beam Epitaxy).
Zesp6t wytwarza dtugofalowe emitery Swiatta:
modeluje teoretycznie struktury kwantowe oraz
optymalizuje parametry optyczne i elektryczne

przyrzaddw, wytwarzanych na podtozach azotku galu
(GaN).
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Branza EMS

Czesto wyrazana jest opinia, ze Polska jest zapleczem produkcyjnym Europy. W przypadku przemystu

elektronicznego, twierdzenie to na pewno jest prawdziwe.

Zachodnie firmy szybko dojrzaty w Polsce ogromny potencjat, rozpoczynajgc trwajgcg do dzis fale
inwestycji. Jedng z pierwszych inwestycji byta fabryka produkujgca TV Philips, obecna w Kwidzynie od
potowy lat 90-tych. W roku 2004 zaktad zostat przejety przez producenta EMS, Jabil Circuit, ktéry wraz z
funkcjonujgcym od roku 1998 Lacroix Electronics oraz obecnym w Polsce od 2000 roku Flex stworzyty

podwaliny nowoczesnej branzy EMS w Polsce.

Obecnie branzg EMS tworzy w Polsce okoto 90
podmiotéw, w tym okoto 60 z polskim kapitatem,
co daje obecnie Polsce wedtug szacunkdéw firm
indma oraz tek.info.pl okoto 7.5% europejskiej
produkcji EMS [1]. Polska jest pigtym pod
wzgledem wielkos$ci produkcji centrum EMS w
Europie. [2]

KLUCZOWI
INWESTORZY
EMS

Assel

Bitron

C-MAC / Vector Blue Hub
Darekon

E.G.O.

Elhurt EMS

Fideltronik

Flex

Hanza

InterPhone Service

Jabil

Kimball

Kitron 20000
Lacroix Electronics
Norautron Electronics

25000

Nordes 15000
Scanfil Poland

Tabemax

TS Tronic 10000

Universal Scientific Industrial

2018

[1]tek.info.pl/article/4946
[2] tek.info.pl/article/868

Zrédto: tek.info.pl

BRANZA EMS W POLSCE

Udziat w europejskiej produkcji EMS:
7.5%

Polska to pigty pod wzgledem wielkosci
rynek w Europie

Branze tworzy okoto 90 podmiotéw
Okoto 85% obrotow branzy przypada na

firmy miedzynarodowe

Branza skupiona jest w duzej mierze na
potnocy Polski

W ostatnich kilku latach zdecydowana
wiekszos¢ miedzynarodowych EMS
obecnych w Polsce przeprowadzita duze
inwestycje w zdolnosci produkcyjne,
przygotowujac polskie jednostki do
dalszego wzrostu

OBROTY BRANZY EMS 2018-2024 [MLN PLN][1]

20783 20634

2020 2021 2022 2023 2024
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Branza OEM

Oczywiscie inwestowaty nie tylko firmy EMS,
lecz takze OEM. W latach 90. oraz 2000.dobre
warunki do rozwoju znalazty w Polsce firmy,
reprezentujgce  elektronike  konsumencka,
takie jak Philips oraz grupa producentow
odbiornikow TV: LG, Sharp, TCL oraz TVP.
Przyktadami udanych inwestycji mogg byé tez
TRUMPF Huettinger, JOYNEXT, Diehl,
TechniSat i wielu, wielu innych.

Rozwdj zagranicznych OEM pociggnat takze
rozwdj rodzimych firm, ktérych w Polsce dziata
okoto 300, a blisko 40 z nich osiggneto obrot
przekraczajacy 25 min EUR rocznie [1]

KLUCZOWI
INWESTORZY OEM

Aptiv Lumel SA

Compal Mobase Electronics
Diehl Scanreco

Glamox Sharp

Nice Signify

Heesung Electronics TCL

Ifm ecolink Technisat Digital
ismaControlli TPV Displays
Joynext Trumpf Huettinger

LG Electronics Voestalpine Signaling
LG Innotek Woodward

INWESTORZY OEM

« Wroku 2024 obroty najwiekszych
inwestoréw OEM osiggnety poziom 37.3
mid PLN
W ubiegtych latach wiele inwestycji w

Polsce dotyczyto produkcji odbiornikdw
TV - branza ta wcigz stanowi 38.0%
catkowitych obrotéw OEM w Polsce
Wsrdd najwiekszych iwestycji OEM
najaktywniejsi sg inwestorzy z USA, Korei
oraz Chin. Wsrod krajow europejskich
prym wiodg firmy z Niemiec oraz Wtoch.

[1] tek.info.pl/article/4980

Zrédto: tek.info.pl

OEM Z POLSKIM
KAPITALEM

« Wroku 2018 obroty TOP100 OEM z
polskim kapitatem wynosity 8.6 mid PLN,
natomiast w roku 2024 wzrosty juz do
17.1 mid PLN.

W roku 2024 obroty TOP100 polskich firm
OEM wzrosty 0 19.5%

Elektronika militarna w roku 2024
odpowiadata za 36.6% obrotéw TOP100
OEM

Poza militariami, znaczgcymi branzami sg
elektronika przemystowa, motoryzacyjna,
opomiarowanie mediéw oraz zielona
energia

W perspektywie od roku 2018, zielona
energia jest najszybciej rosngcym sposrod
gtéwnych branz.

roczne obroty 42 firmy OEM przekraczajg
100 min PLN

Obroty trzech z nich, WB Electronics
(militaria), Bury (automotive) oraz Apator
(opomierowanie) przekraczajg 1 mld PLN
W ubiegtych latach wiele polskich firm
OEM zostato docenionych przez
Swiatowych graczy i stato sie obiektem

przejeé

PODZIAt PRODUKCJI POLSKICH OEM
WG. BRANZ (2004)[1]

Inne

26,1% Militaria
36,6%
Zielona
energia
7,8%
Automatyka
Opomiarowanie przemyslowa
medidw - 11,2%
8,3% Elektronika

motaryzacyjna
10,0%
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Centra B&R

Charakter prowadzonej w Polsce produkgji zmienit
sie diametralnie od lat 90-tych. Najpierw byt to
najczesciej najprostszy, stricte mechaniczny
montaz. W miare nabywania coraz wigkszych
umiejetnosci polskim zaktadom powierzano coraz
bardziej ztozone zadania, w tym peten proces NPI
oraz PCBA. W ostatnich latach jednak da sie
zauwazy¢ nowy trend: w Polsce lokowane jest
coraz wiecej centrow badawczo-rozwojowych.
Uzupetniajg one prowadzone od lat w Polsce
procesy wytworcze (przyktadem moze byc
centrum B&R Jabil we Wroctawiu czy gdanska
jednostka Nippon Seiki), lub stanowig catkowicie
nowe jednostki. Od projektowania uktadow
elektronicznych do produkcji pétprzewodnikéw
to tylko jeden krok w tancuchu dostaw
przemystu elektronicznego, a sektor ten moze
stanowié naturalne zaplecze dla rodzacego sie
przemystu pétprzewodnikowego.

W szczegdlnosci Polske upodobata sobie branza
motoryzacyjna, lokujgc tu swoje centra
projektowe. Jednym z pierwszych i jednoczesnie
najwiekszych jest krakowska jednostka B&R
amerykanskiego Aptiv, zatrudniajgca okoto 2.500

inzynierdow.  Centrum  pracuje nad  takimi
technologiami  jak  rozpoznawanie  gestow,
komunikacja bezprzewodowa, systemy

monitorowania stanu kierowcy, autonomicznej
jazdy i kilkkunastoma innymi. Warto tez wspomnied,
iz czes¢ z tych technologii jest nastepnie
wytwarzana w osrodku produkcyjnym w Gdansku.

ABB Diehl
ADVA Optical DIP DraexImaier
Aptiv Dynamic Precision
Arobs Ericsson
Becker Avionics Etteplan
BorgWarner Fluke
Bosch Gebauer & Griller
Bustec Gigaset
CAREL Glamox
DGS Diagnostics Honeywell

IAV

Podobny model obecnosci w Polsce ustanowit
tez niemiecki koncern ZF, taczac funkcje
produkcyjne i badawcze. ZF posiada w Polsce az
trzy jednostki badawcze i dwa zaktady PCBA.

Firma pracuje w Polsce nad systemami
aktywnego bezpieczenstwa i autonomicznej
jazdy, czes¢ z nich wytwarzajgc w

wyspecjalizowanych zaktadach w Czestochowie
i Wroctawiu. Kolejnym waznym przyktadem jest
koncern Nippon Seiki, ktéry w Gdansku pracuje
nad rozwojem wyswietlaczy przeziernych typu
HUD, produkujac je w nowej fabryce pod todzig.
Motoryzacja nie wyczerpuje oczywiscie tematu
obecnosci centrow B&R w Polsce, ktérych jest w
Polsce  kilkadziesigt. ~ Wsrod  osrodkow
powstatych w ostatnich latach mozna wymieni¢
niezwykle  zaawansowane jednostki  firm
specjalizujgcych sie w aparaturze pomiarowe;j
(Rigaku, Pendulum Instruments, Bustec)
zastosowaniach przemystowych (ifm ecolink,
voestalpine Signalling, Honeywell) i wiele
innych. Nie mozna tez zapomnie¢ o osrodkach
B&R polskich firm OEM, czesto zatrudniajacych
kilkadziesigt osdb, ktérych w Polsce jest na
pewno ponad sto.

JEDNOSTKI B&R
ZAGRANICZNYCH INWESTOROW

ifm ecolink Pendulum Instruments
ismaControlli Renau

Jabil Rigaku

Kongsberg Maritime Samsung

LTTS Taoglas

Lumel Trumpf Huettinger
Monroe Verkada

Nexteer voestalpine Signalling
Nice VOLVO

Nippon Seiki VW

Nokia ZF
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Fakt, iz Polska na dzien dzisiejszy nie posiada odpowiednich kadr, jest najczesciej wymieniang przeszkoda
w rozwoju przemystu potprzewodnikowego w Polsce. Uczelnie wyzsze nie szkolg kadr dla tej branzy, bo nie
majg dla kogo ich szkoli¢, inwestorzy sie nie pojawiaja, bo nie ma kadr: kdtko sie zamyka. Jednak pojawienie
sie nowych inwestycji, najprawdopodobniej przerwie ten krag. Bardzo wazny gtos, bo padajgcy z
perspektywy globalnej, ptynie tez ze strony SEMI. To perspektywa wielkiego biznesu, o nieograniczonych
mozliwosciach i ogromnych do$wiadczeniach:

- Najwiekszg innowacyjnosé jesteSmy w stanie GRADUATES OF TECHNICAL SCHOOLS BY

zbudowac, jesli do rozwigzania problemow FIELD OF EDUCATION (2024)
zatrudniamy ludzi z réznym doswiadczeniem, z Others Business and
7 . . . . . . 2% administration
réznych dziedzin - chemii, fizyki, mikroelektroniki - 9%

ale réwniez bardzo wielu specjalnosci, ktdre Paracsl senices
potencjalnie nie wydajg sie Scisle zwigzane z
pétprzewodnikami - moéwi w wywiadzie dla

tek.info.pl Max Dropiniski z SEMI. - Postep w
procesach front-end i back-end jest bardzo szybki
i to, 0 czym dzis mozna dowiedzie¢ sie na uczelni, Architacturs and
za pie¢ lat i tak juz sie zmieni. Dopiero wtedy, kiedy T
zatrudniamy osoby o réznorodnym doswiadczeniu Mo
i szkolimy je w ramach naszych proceséw e
wytwdrczych, — tworzymy  zespét  mogacy

opracowywac technologie przysztosci.

Bardziej chodzi o podstawowe doswiadczenia i nastawienie: nie jest krytycznie wazne, aby konkretna
dziedzina - na przyktad mikroelektronika - byta super rozwinieta i aby byto mndstwo kandydatek i
kandydatow, ktdrzy skonczyli taki kierunek. To pomocne, ale nie konieczne [1].

Engin ee!ing and
engineering trades
41%

Zrédfto: Eurostat, GUS

Szkolnictwo $rednie

GUS pokazuje, ze technika pozostajg jednym z najwiekszych segmentow edukacji ponadpodstawowej: w
roku szkolnym 2024/2025 w technikach znajdowato si¢ 687,7 tys. uczniow [1]. W tym samym raporcie
GUS wskazuje, ze wsrdd absolwentéw technikdw w roku szkolnym 2023/2024 najwazniejsze grupy
kierunkowe obejmowaty podgrupe inzynieryjno-techniczng, z udziatem 22,7%, oraz technologie
teleinformacyjne, z udziatem 22,2% .

Na podstawie danych GUS mozna oszacowac liczbe absolwentéw technikow: w roku 2023/24 na 320,6
tys. absolwentéw szkdt ponadpodstawowych absolwenci technikéw stanowili 35,8%, a wiec okoto 114,8
tys. Udziat podgrupy inzynieryjno-technicznej wynosi 22,7%, a wigc okoto 26.0 tys. osdéb.

Najblizsze sektorowi potprzewodnikéw zawody techniczne to technik elektronik, technik mechatronik,
technik automatyk, technik elektryk oraz technik robotyk. Liczba absolwentéw w waskiej puli zawoddw
elektryczno-elektroniczno-mechatronicznych to 6,0-7,4 tys.

Kompetencje bazowe absolwentéow technikéw sg wtasciwe dla produkcji pdtprzewodnikowej, lecz
wymagajg dodatkowej specjalizacji w takcih dziedzinach jak ESD, czysto$¢ procesowa, statystyczna
kontrola procesu, maintenance prewencyjny, dokumentacja jakosciowa, praca zmianowa i bezpieczenstwo
chemiczne [2].

[1] https://tek.info.pl/article/3847 49

[2] opracowanie firmy Nexttechnology.io dla PAIH . .
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POTENCJAL KSZTALCENIA WYZSZEGO STEM W POLSCE

Politechnika Gdanska
Wydziat Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki

Uniwersytet Morski w Gdyni

Wydziat Elektryczny

-  Politechnika Koszalifiska

- Wydziat Elektroniki i Informatyki

Politechnika Poznariska
Wydziat Elektronikii Telekomunikacji

Politechnika Wroctawska

thdzia’r Elektroniki, Fotoniki

i Mikrosystemow

Wydziat Informatyki i Telekomunikacji
Wydziat Podstawowych Problemoéw
Techniki

. Politechnika Swigtokrzyska
Wydziat Elektrotechniki, Automatyki
i Informatyki

Akademia Gorniczo-Hutnicza
Wydziat Informatyki, Elektroniki
i Telekomunikaciji

Politechnika Krakowska
Wydziat  Inzynierii  Elektrycznej
Komputerowej

Politechnika Slaska

Wydziat Elektryczny

Wydziat Automatyki, Elektroniki
i Informatyki

Politechnika Biatostocka
Wydziat Elektryczny

Wojskowa Akademia Techniczna

I -1 Wydziat Elektroniki

Wydziat Optoelektroniki

. Politechnika Warszawska
 Wydziat Elektronikii

Technik Informacyjnych

Politechnika Bydgoska
Wydziat Telekomunikacji, Informatyki
i Elektrotechniki

Politechnika todzka
Wydziat  Elektrotechniki,  Elektroniki,
Informatyki i Automatyki

Politechnika Lubelska
Wydziat Elektrotechniki i Informatyki

Politechnika Rzeszowska
Wydziat Elektrotechniki i Informatyki
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POLSKIE PRAWO | FORMY WSPARCIA
INWESTOROW

Ozywieniu sektora potprzewodnikow ma stuzy¢é rzadowy program wspierajgcy inwestycje, ktore
przyczyniajg sie do zwigkszenia innowacyjnosci i konkurencyjnosci polskiej gospodarki. Projekt
zatytutowany: ,Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata
2011-2030", zostat zainicjowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. W ramach tego programu
mozliwe jest dofinansowanie w formie dotacji zaréwno duzych inwestycji strategicznych, jak i $redniej
wielkogci projektéw innowacyjnych. Premiowane sg przedsigwziecia adaptujace nowoczesne technologie i
przewidujgce prowadzenie dziatalnosci badawczo-rozwojowej, co ma bezposrednie przetozenie na rozwoj
sektora potprzewodnikow.

Znaczacym krokiem w kierunku wzmocnienia polskiego sektora potprzewodnikow jest réwniez program:
'Krajowe Ramy Wspierania Strategicznych Inwestycji Poétprzewodnikowych', przedtozony przez
Ministerstwo Cyfryzacji z planowanym budzetem 1,5 mld USD. Zatozenia programu obejmujg caty tancuch
wartosci potprzewodnikéw - od fazy projektowania po moce produkcyjne. Celem jest wsparcie projektow
rozwijajgcych produkcje potprzewodnikéw w  Polsce, z naciskiem na inwestycje zwiekszajace
konkurencyjnos¢ gospodarki UE, wspierajgce zrownowazony wzrost gospodarczy oraz tworzgce nowe
miejsca pracy. Aby uzyska¢ pomoc, inwestor musi zainwestowaé¢ co najmniej 850 min PLN w
zintegrowany zaktad produkcyjny lub otwarta unijng fabryke w ciggu maksymalnie 20 lat, a takze stworzy¢
i utrzymac co najmniej 100 nowych miejsc pracy przez caty okres trwania projektu. Co wigcej, program
wymaga od inwestorow wspotpracy z jednostkami badawczymi i naukowymi.

6 lutego 2025 zaprezentowano przygotowang przez .
Ministerstwo Cyfryzacji strategie rozwoju Polski w ’
dziedzinie pétprzewodnikéw. Rzadowa strategia opiera -
sie na siedmiu filarach, ktére majg stworzyé sprzyjajace
warunki dla rozwoju branzy poétprzewodnikéw w Polsce:
infrastruktura (inwestycje w nowoczesne laboratoria,
zaktady produkcyjne i centra badawczo-rozwojowe),
impuls  panstwa  (wspieranie  polskich  innowacji,
inicjowanie projektéw, wdrazanie nowych technologii i
rozwoj eksportu), wspdtpraca migdzynarodowa (budowa
partnerstw z globalnymi liderami w branzy), inwestycje i
finansowanie (pozyskiwanie $rodkdéw i zapewnianie
funduszy dla realizacji rodzimych projektow oraz Polska w g'l‘:ZE
przyciggniecie duzych, miedzynarodowych inwestoréw), 0 pl’ZYSZ’fOSCZ
ksztatcenie kadr i edukacja (rozwdj zasobow ludzkich w e ety I
sektorze potprzewodnikdw), dostepnosc¢ wody i energii

(zapewnienie niezbednych zasobdéw do produkcji) oraz
dostepnos¢ chemikaliow i surowcow (stabilizacja
tancucha dostaw kluczowych materiatow).

A
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Zarowno European Chips Act, jak i producenci, tacy jak Intel, skupiajg sie na wyborze lokalizacji, ktére
oferujg nie tylko dostep do wykwalifikowanej kadry, ale réwniez korzystajg z ekologicznej i
ekonomicznej energii. Polska podejmuje szereg dziatan dgzacych do zmniejszenia oddziatywania sektora
energetycznego na srodowisko, a kluczowym czynnikiem jest rozwéj odnawialnych zrédet energii. W roku
2030 ponad potowa energii elektrycznej ma pochodzi¢ z odnawialnych zrédet energii, w tym gtédwnie z PV
oraz energii wiatrowej. Jak wynika ze strategii opracowanej w PEP2040, obnizenie emisyjnosci sektora
energetycznego wptynie na wzrost konkurencyjnosci gospodarki.

Swiatowy rynek pdtprzewodnikéw doswiadczyt znaczacych wstrzgséw w wyniku pandemii COVID-19 oraz
wojny na Ukrainie. Wynikajgca z nich rekonfiguracja globalnego rynku pétprzewodnikéw otwiera szanse
dla catej Europy, w tym takze dla Polski: - Nastgpita dywersyfikacja w przenoszeniu produkcji
potprzewodnikéw z Dalekiego Wschodu do innych lokalizacji, gtdwnie w USA i Europie. Chodzi o cos wiecej
niz tylko plany czy zapowiedzi. Mamy do czynienia z rzeczywistymi programami, ktdre finansowo wspierajg
rozwoj duzych instytutow badawczych i firm pdtprzewodnikowych. Inicjatywy te, zabezpieczone
konkretnymi budzetami, sg realizowane zaréwno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Trend ten jest
juz nieodwracalny i z perspektywy Polski oraz Europy wydaje sie bardzo korzystny. Po drugie, patrzac na
wskazniki ekonomiczne, znajdujemy sie w momencie stopniowego wychodzenia z kryzysu. Jesli nie dojdzie
do kolejnych nieprzewidzianych wydarzen, powinnismy obserwowac umiarkowany, ale dynamiczny wzrost -
méwi w wywiadzie dla tek.info.pl dr hab. Mariusz Sochacki, profesor Instytutu Mikroelektroniki i
Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej [1].

- Angazujac sie w produkcje potprzewodnikdw, warto tez postawic¢ na kooperacje. Mozliwos¢é ta stata sie
obecnie bardziej widoczna niz kiedykolwiek, bo amerykariskie zakazy dotyczace chiriskiego udziatu w
taricuchu dostaw stworzyty wiekszg przestrzen. Na przyktad GlobalFoundries rozwineto wiele wspdlnych
przedsiewzig¢ na catym Swiecie - w tym w Nowym Jorku z Qualcomm i we Francji z STMicroelectronics - w
celu zmniejszenia naktaddw inwestycyjnych i szybkiego zwigkszenia produkcji chipéw. Producenci chipéw
powinni réwniez zadba¢ o podobne wspdlne przedsiewzigcia w Unii Europejskiej. Takie, dzieki ktérym
bedzie mozna szybciej uruchomic¢ nowe obiekty i przy mniejszych naktadach finansowych, niz w przypadku
dziatania w pojedynke - wskazuje tukasz Wisniewski, konsultant z warszawskiego biura Kearney [2].

Szczegdtowy opis wsparcia administracji pafistwowej dla sektora pétprzewodnikéw, przygotowanych
specjalnie pod potrzeby branzy, zawiera dodatek Wsparcie PAIH dla przedsiebiorcow z sektora
potprzewodnikéw (strona 55), instrumenty stymulujace badania naukowe zawiera dodatek Oferta
wsparcia NCBR (strona 59)

[1] Zrédto: https://tek.info.pl/article/3716/wyzwania.i.osiagniecia_polskiego_przemyslu_polprzewodnikowego
[2] Kearney o rynku pétprzewodnikéw: Europa wkracza do rywalizacji. 2023, Kearney . .
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ANALIZA SWOT

SZANSE

ZAGROZENIA

« Europejski Chips Act stymuluje rozwdj
branzy w catej Europie, w przygotowaniu
bardziej efektywny Chip Act 2.0

« COVID wywotat wyrazny trend przesuwania
produkciji blizej Europy (nearshoring)

« Pozytywne doswiadczenia w Polsce
zagranicznych inwestoréw z innych
segmentdéw rynku elektronicznego

« Duzy stopiert miedzynarodowych powigzan
w faricuchu dostaw

« Geograficzna bliskos$¢ europejskich fabryk
taricucha dostaw dla pdtprzewodnikow

« Aktywna wspodtpraca z partnerami
tajwanskimi: TEEMA, TAITRA, SEMI, Teala,
TAIROA, Taiwania Capital

MOCNE STRONY

Konkurencja ze strony paristw Europy
Zachodniej

Rosnaca rola innych panstw Europy
Centralno-Wschodniej na arenie
miedzynarodowe;j

Dominacja wybranych krajoéw na
poszczegolnych etapach taricucha dostaw,
hamujgca rozwdj w innych krajach

Obawy inwestoréow przed wojng z Rosjg
Staba znajomos¢ potencjatu polskiej branzy
potprzewodnikow i polskich technologii na
Swiecie

StABOSCI

« Obecnosé kilku firm z taricucha dostaw
przemystu produkcji pétprzewodnikdw, w
tym kluczowych inwestoréw (Intel, SK
Hynix. Trumpf Huettinger)

« Dobrze rozwiniete segmenty rynku
elektronicznego: OEM i EMS

« Rozwiniete sektory wspierajgce rozwoj
potprzewodnikow: militarny, dual use
automatyzacji produkcji, oprogramowania.

« Wysoki poziom szkolnictwa wyzszego i
kadry profesorskiej

« Rozwiniety system zachet dla inwestorow
ze strony rzadu; wsparcie PAIH i PARP

Niewielka liczba kierunkéw studiow
wyzszych, ksztatcgcych na potrzeby
przemystu pétprzewodnikdw
Ograniczony kapitat polskich firm
wzgledem potrzeb kapitatowych branzy
potprzewodnikow

Niewielka ilo$¢ kadr gotowych do pracy
przy produkcji potprzewodnikow

Brak dobrze rozwinietego ekosystemu
dostaw dla potprzewodnikéw w Polsce
Niewielki udziat polskich firm w swiatowym
taricuchu dostaw dla potprzewodnikow
Brak klastra integrujgcego catg branze
potprzewodnikow w Polsce
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WSPARCIE PAIH DLA PRZEDSIEBIORCOW Z
SEKTORA POtPRZEWODNIKOW

Europejski akt o pétprzewodnikach

Europejska Ustawa o pdétprzewodnikach ma na celu wspieranie inwestycji w produkcje pétprzewodnikéw,
rozwoj zaawansowanych technologii oraz promocje badan i innowacji w tej dziedzinie. Ustawa ta ma pomac
europejskim firmom w zdobyciu pozycji konkurencyjnej na rynku globalnym. Odpowiedzig Polski na
powyzsze byto uchwalenie Krajowych Ram, na mocy ktdrych przedsigbiorca z sektora potprzewodnikow
moze uzyskac¢ wsparcie na projekt majgcy na celu utworzenie zintegrowanego zaktadu produkcyjnego lub
otwartej fabryki w UE, zgodnie z definicjg zawartg w ustawie europejskiej. Maksymalne dopuszczalne
wsparcie dla projektu jest ustalane na podstawie zidentyfikowanej luki w finansowaniu w stosunku do
kosztéw projektu. Inwestor musi zobowigzaé sie do wniesienia naktadéw inwestycyjnych w wysokosci co
najmniej 850 min zt w okresie realizacji projektu, ktéry nie moze przekroczy¢ 20 lat, oraz do utworzenia co
najmniej 100 nowych miejsc pracy i utrzymania ich do zakoriczenia projektu. PAIH jest instytucja, ktéra
udziela informacji na temat tej formy pomocy publicznej, wspiera inwestorow w procesie oceny
kwalifikowalnosci projektu oraz pomaga w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej. Obecne ramy krajowe
okreslajg budzet do 2026 r.

MAPA POMOCY REGIONALNE]J MAPA INTENSYWNOSCI POMOCY
REGIONALNE]J

Wsparcie rzagdowe dla inwestoréw w Polsce jest
zazwyczaj udzielane w ramach regionalnej pomocy
publicznej, gtéwnie za posrednictwem dwdch
instrumentdéw: zwolnien z podatku dochodowego
od osdb prawnych (CIT) w ramach Polskiej Strefy
Inwestycji oraz dotacji pienieznych
przyznawanych w ramach rzadowego programu
dotacji. Catkowita kwota wsparcia dostepna dla
inwestora  jest  ograniczona  maksymalng
intensywnoscig pomocy regionalnej obowigzujaca
W miejscu realizacji projektu, zgodnie z mapg
pomocy regionalnej na lata 2022-2027.

® sox
ZWOLNIENIE Z PODATKU s
DOCHODOWEGO o =
O ox

Obecnie mozliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z
podatku dochodowego na terenie catej Polski,
gdzie dostepna jest pomoc regionalna. Okres, na
ktéry wydawana jest decyzja o wsparciu, zalezy od
intensywnosci pomocy publicznej dla danej
lokalizacji inwestycji i moze wynosi¢ 12, 14 lub 16
lat. Decyzja jest wydawana w imieniu ministra
wtasciwego do spraw gospodarki przez Specjalng
Strefe  Ekonomiczng  zarzgdzajgcg  danym
obszarem.
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DOTACJE RZADOWE

Dotacje rzadowe w Polsce przyznawane sg w

ramach Programu Wspierania Inwestycji o

Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej na lata E PA I H
2011-2030, administrowanego przez

Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wsparcie 1”1 ya PFR
udzielane jest w formie bezposredniej dotacji

pienieznej na podstawie umowy dwustronnej
miedzy inwestorem a Ministerstwem.

Jednakze, zgodnie z oficjalnymi informacjami opublikowanymi przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii,
budzet przeznaczony na obecny Program zostat wyczerpany. W zwigzku z tym nowe wnioski
przekraczajgce dostepny budzet nie mogg otrzymaé dofinansowania w ramach obecnego Programu. W
ramach obecnego Programu wszystkie umowy o dotacje muszg zostac podpisane do konca czerwca 2026
r. Jednoczesnie Ministerstwo pracuje nad nowym Programem dotacji pienieznych, a wnioski ztozone, ale
nierozpatrzone przed zakoriczeniem obecnego Programu, moga zostaé rozpatrzone w ramach nowego
Programu, jesli spetniaja jego przyszte kryteria.

ULGI PODATKOWE

Ulgi podatkowe dla przedsigbiorcow to szczegdlne uprawnienia, ktére pozwalajg na obnizenie wysokosci
podatkow, ktdére przedsiebiorstwa musiatyby w przeciwnym razie ptaci¢. Ulgi te pozwalajg firmom
zaoszczedzié srodki finansowe, co zwigksza rentownosc¢ i mozliwosci inwestowania w rozwoj firmy.

= Ulga B+R to zacheta wspierajgca przedsiebiorcéw prowadzacych dziatalno$é¢ badawczo-rozwojowa.
Umozliwia ona odliczenie kosztéw kwalifikowanych zwigzanych z dziatalnoscig B+R od podstawy
opodatkowania przychodéw z dziatalnosci gospodarczej (PIT) lub innych niz przychody z zyskow
kapitatowych (CIT) od kosztéw uzyskania przychodu. Dzigki tej uldze koszty poniesione na dziatalno$¢ B+R
moga by¢ liczone dwukrotnie przy obliczaniu naleznego podatku dochodowego.

* Ulga dla innowacyjnych pracownikéw stanowi uzupetnienie ulgi B+R. Jezeli koszty kwalifikowane
dziatalnosci B+R przekroczg dochdd przedsiebiorcy za dany rok podatkowy, przedsiebiorca moze obnizyé
zaliczki na podatek PIT, ktére nalezy uisci¢ od wynagrodzen wyptacanych innowacyjnym pracownikom, o
kwote tych kosztow.

= Ulga na robotyzacje pozwala przedsiebiorcom na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania
podatkiem dochodowym do maksymalnie 50% kosztéw zwigzanych z inwestycjami w robotyzacje.

* Ulga z tytulu prototypéw wspiera inwestoréow na etapie poprzedzajgcym produkcje masows,
umozliwiajgc im odliczenie od podstawy opodatkowania kosztéw produkcji probnej nowego produktu oraz
kosztow wprowadzenia nowego produktu na rynek.
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WSPOLPRACA Z TAJWANEM

Rok 2022 okazat sie dla PAIH i wspotpracy z Tajwanem przetomowy. PAIH aktywnie zabiegat o
inwestycje Intela o wartosci 4,6 mld USD w zaawansowane centrum integracji i testowania chipéw
poprzez promocje Polski jako potencjalnej lokalizacji inwestycji z sektora podtprzewodnikow.
Réwnoczesnie, w tym samym roku agencja nawigzata bliskg wspodtprace z Tajwanem zapoczgtkowang
podczas pierwszej wizyty w Polsce tajwanskiego funduszu inwestycyjnego Taiwania Capital. Fundusz
odegrat istotng role w promocji Polski na Tajwanie w poczatkowym okresie a wspotpraca pomiedzy
PAIH a Taiwania Capital umozliwita zapoznanie tajwanskich partneréw z polskim ekosystemem. We
wrzesniu 2022 r. PAIH goscit w Warszawie i Wroctawiu pierwszg tajwarnskg misje badawczo-rozwojowg
w zakresie poétprzewodnikow. To wtasnie wtedy w Ministerstwie Rozwoju i Technologii (MRIT)
zawigzano polsko-tajwanska miedzyrzadowa grupe ds. pétprzewodnikéw, ktora zbiera sie co roku
omawiajgc biezgcg wspodtprace. 0Od 2022r. PAIH konsekwentnie kontynuuje promocje polskiego
ekosystemu potprzewodnikdw irozmawia z potencjalnymi inwestorami na Tajwanie. W 2023 r. agencja
zainaugurowata swojg flagowa inicjatywe, tj. Polski Pawilon Narodowy na targach SEMICON Taiwan
w Tajpej. Od tamtej pory Pawilon Polski wraz z Forum Biznesu Polska-Tajwan stat sig corocznym
wydarzeniem, prezentujgcym polskie firmy potprzewodnikowe. Dzigki tej inicjatywie, nawigzano szereg
kontaktéw w $rodowiskach biznesowych i rzadowych, ktére stworzyty fundamenty obecnej
wspotpracy dwustronnej i znaczgco wptynety na rozpoznawalnosé Polski wéréd Tajwanczykéw. W
2024r. doszto do powstania nowych podmiotdéw, takich jak Semicon Supply Poland, Polsko-Tajwanska
lzba Przemystowo-Handlowa czy Tajwansko-Polska |zba Handlowa TAIPO, ktére wtaczyty sie w
dziatania wspierajgce partnerstwo z Tajwanem.

We wrzesniu 2026r. podczas targow SEMICON Taiwan, PAIH po raz kolejny bedzie promowaé Polske
jako strategicznego partnera dla Tajwanu w Centralnej Europie.

Decyzja TSMC o inwestycji w Dreznie znaczaco
wzmocnita wzajemne zainteresowanie migdzy

Polskg a Tajwanem. Lokalizacja fabryki chipow ; sdatax
zaledwie 100 kilometréw od granicy z Polskg - 5 o
stworzyta nowe mozliwosci wspdtpracy dla o o Q Quarsa
polskich i tajwanskich firm. DresdenO" Winglaw o

TSMC e

W marcu 2025 roku TEEMA najwigksza \
organizacja reprezentujgca tajwanski przemyst
elektroniczny odwiedzita Katowice i Wroctaw.
W raporcie specjalnym opublikowanym przez
TEEMA po wizycie w 2025 roku Polska zostata
ujeta jako integralna czes¢ europejskiego
‘trojkgta  potprzewodnikowego’,  odgrywajgc
strategiczng role w ekosystemie ICT i stajgc sie
kluczowym przysztym centrum tajwanskiego
przemystu pétprzewodnikdw i ICT.

Koncepcja trdjkata ICT (Katowice-Wroctaw -
t6dz) przetozyta sie juz rok pdzniej na konkretne
decyzje i projekty.

Katowice

_ Prague :

W marcu 2026r. TEEMA potwierdzita
zainteresowanie utworzeniem Parku
Technologicznego w Polsce a w maju 2026r.
ogtoszono polsko-tajwanskie partnerstwo
Foxconn z ElectroMobility Poland. Wspdlny
projekt ma na celu utworzenie produkcyjno-
rozwojowego hub-u dla branzy
elektromobilnosci w Jaworznie, w tym rozwdj
portfolio pojazdow elektrycznych.
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BUDOWA RELAC]I POLSKA-TAJWAN

Marzec 2026: TEEMA planuje
utworzenie w Polsce parku
technologicznego z udziatem
tajwanskich spotek branzy
elektroniczne;.

Lipiec 2025: List intencyjny
zawarty przez ARP i TAIPO, ktérego
owocem ma by¢ ocena mozliwogci
stworzenia dedykowanego parku
przemystowego dla tajwariskich
firm z branzy high-tech, elektroniki
oraz potprzewodnikéw na Pomorzu.

Czerwiec 2025: PAIH
reprezentowat Polske podczas
Silicon Saxony Day, zachecajac
obecne w Dreznie firmy, w tym
TSMC, do wspdtpracy z polskim
przemystem.

Wrzesien 2024: Wilk Elektronik
oraz Phison Electronics podpisaty
MoU, zaktadajgce utworzenie spotki
joint venture, ktorego gtownym
zadaniem bedzie rozwijanie
firmware stosowanego w dyskach
SSD oraz pamigciach flash.

Maj 2024: PAIH we wspotpracy z
Teal A (tajwanska organizacja
zrzeszajgcg dostawcow TSMC)
organizuje w Tajpej Forum
Gospodarcze: Polska Chemia dla
Potprzewodnikdw.

Kwiecien 2024: Advantech ogtosit
otwarcie nowego hubu
logistycznego w Polsce,
obstugujacego europejskie
operacje tajwanskiej firmy.

Lipiec 2023: Exatel S.A. oraz
Chunghwa Telecom Company
podpisaty MoU i zamierzajg
realizowa¢ wspolne projekty w
dziedzinie m.in.
cyberbezpieczenstwa, oraz badan i
rozwoju (R&D) oraz rozwoju
technologii SDN.

Czerwiec 2022: Pierwsza wizyta
funduszu Taiwania Capital w
Polsce, poczatek wspotpracy z PAIH
w zakresie badania potencjatu
polskiego rynku pod katem potrzeb
Tajwanu

Wrzesier 2020: Universal
Scientific Instruments, nalezacy
do tajwaniskiej Grupy ASE, przejmuje
polski zaktad PCBA firmy Chung-
Hong pod Wroctawiem.

Maj 2026: Foxconn, dziatajac
poprzez spotke zalezng Foxtron,
zostaje partnerem strategicznym
ElectroMobility Poland w celu
utworzenia hubu dla branzy emobility.

Wrzesien 2025: Polskie Stoisko
Narodowe na Semicon Taiwan
2025. Trzecia edycja Forum Biznesu

Polska - Tajwan organizowane przez
PAMH.

Lipiec 2025: Na Tajwanie
przebywata najwieksza w historii
polska misja gospodarcza pod
przewodnictwem wiceministra
rozwoju i technologii Michata
Jarosa. Podczas wizyty podpisano
siedem porozumien o wspotpracy
gospodarczej, odbyty sie spotkania
z TSMC oraz Foxconn.

Marzec 2025: Oficjalna misja
TEEMA w Polsce w Katowicachi
Wroctawiu, ktéra zapoczagtkowata
na Tajwanie promocje tréjkata ICT:
+6dz - Katowice - Wroctaw i jego
znaczenia w kontekscie budowania
taricucha dostaw dla TSMC.

Wrzesien 2024: Polskie Stoisko
Narodowe na SEMICON Taiwan
2024

Lipiec 2024: Compal Electronics
ogtosit plany otwarcia nowego
zaktadu produkcji elektroniki
samochodowej w Czeladzi o
wartosci 60 min PLN. Projekt
pozyskany i wspierany na
wszystkich etapach przez PAIH.

Wrzesien 2023: Polskie Stoisko
Narodowe na SEMICON Taiwan
2023

Wrzesien 2022: Podpisanie
porozumienia o wspotpracy w
zakresie potprzewodnikow (MoU)
miedzy Polska a Tajwanem i
utworzeniu tajwansko-polskiej
grupy roboczej ds.
po6tprzewodnikow.

Lipiec 2022: XTPL przyjat pierwsze
zZlecenie z Tajwanu na dostawe
modutu drukujgcego, stanowigcego
element prototypu urzadzenia do
advanced packaging w branzy
potprzewodnikows;j.



OFERTA WSPARCIA NCBR

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju od lat aktywnie wspiera rozwdj technologii pétprzewodnikowych
poprzez finansowanie projektéw badawczo-rozwojowych zaréwno w ramach programéw krajowych, jak i
miedzynarodowych. W miedzynarodowym portfolio NCBR mozna znalez¢ wiele inicjatyw zwigzanych z
technologiami pétprzewodnikowymi, w ktérych polscy badacze uzyskali dofinansowanie. Sg to m.in.:

1.Inicjatywy w ramach programu Horyzont Europa oraz Horyzont 2020:

« Partnerstwo ,Wspdlne Przedsiewziecie na rzecz Czipéw” (Chips Joint Undertaking) oraz inicjatywy
poprzedzajgce: Przedsiewziecie ,Wspdlne Przedsigbiorstwa ENIAC i ARTEMIS”, ,Wspdine
Przedsiewzigcia ECSEL” (Electronic Components and Systems for European Leadership) oraz
Partnerstwo ,Wspdlne Przedsiewziecie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych” (Key Digital
Technologies Joint Undertaking - KDT JU).

« Inicjatywa Eurostars bedaca czescig europejskiego Partnerstwa na rzecz Innowacyjnych MSP, gdzie
NCBR petnirole krajowego operatora programu.

2.Programy ERA-NET wspierajace budowe europejskiej sieci badawczej:

« M-ERA.NET - europejska sie¢ finansujgca badania w dziedzinie nauk o materiatach i inzynierii
materiatowej, w ktérej NCBR uczestniczy od 2015r.

« ERA-NET Photonics Based Sensing Cofund - miedzynarodowy program finansowania badan,
koncentrujgcy sie na wspieraniu projektéw z zakresu fotoniki, ze szczegdlnym uwzglednieniem
sensorow opartych na fotonice dziatajgcy w latach 2016-2021.

« ERA-NET QuantEraCofund in Quantum Technologies - miedzynarodowy program wspierajacy
badaniaiinnowacje w dziedzinie technologii kwantowych w Europie.

« ERA-NET MNT (European Research Area Network on Materials and Nano-Technologies) - sie¢
skupiajgca organizacje finansujgce badania w dziedzinie nauk o materiatach i inzynierii materiatowej, w
tym nanotechnologii w latach 2004-2011.

. ERA-NET MATERA (Materials) - sie¢ organizacji finansujgcych badania z obszaru inzynierii materiatowej
i nauk o materiatach, w ktérej NCBR dziatato w latach 2020-2021.

3.Inne inicjatywy:
. EIG CONCERT-Japan - migdzynarodowa inicjatywa wspierajgca wspotprace naukowo-technologiczng
miedzy Europa a Japonia.
« V4-Japonia i V4-Korea - wspotpraca pomiedzy instytucjami finansujgcymi badania naukowe z krajow
Grupy Wyszehradzkiej i Japonii/Korei.
« EUREKA - miedzynarodowa inicjatywa, ktorej celem jest zwiekszanie nowoczesnosci, produktywnosci i
konkurencyjnosci przemystu europejskiego.

4 Wspotpraca bilateralna

NCBR dotychczas realizowato projekty z zakresu technologii pdtprzewodnikowych i elektroniki z partnerami
z réznych krajow. Na szczegdlng uwage zastuguje program wspdtpracy z Tajwanem. To jeden z najdtuze; i
najbardziej regularnie prowadzonych programéw bilateralnych w portfolio NCBR. W 2025 roku zostata
ogtoszona trzynasta edycja konkursu na miedzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe koordynowana
przez NCBR oraz tajwanriska Krajowg Rade Nauki i Technologii (National Science and Technology Council -
NSTC). W czasie tych 13-letnich kontaktéw przeprowadzono i rozstrzygnieto 12 dwustronnych
konkursow na projekty badawcze.
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OFERTA WSPARCIA NCBR

W ramach konkurséw wybrano do dofinansowania 72 projekty realizowane przez polsko-tajwanskie
konsorcja ztozone z jednostek naukowych i przedsiebiorstw, w tym minimum 6 z dziedziny
pétprzewodnikéw na kwote ponad 5 min zt. Catkowita kwota dofinansowania projektéw z NCBR w
ramach wspodtpracy polsko-tajwanskiej to ponad 31 min zt.

Co wiecej, w ramach porozumienia o wspotpracy, NCBR i NSTC organizujg tez coroczne seminaria naukowe
potgczone z wizytami studyjnymi, realizowane naprzemiennie w Polsce i na Tajwanie. Do tej pory
zorganizowanych zostato jedenascie seminariéw. W kazdym z nich udziat wzieta wybrana grupa badaczy z
obu krajow. Podczas wizyt uczestnicy mieli mozliwo$¢ odwiedzenia osrodkéw badawczych i instytucii
naukowych kraju gospodarzy i zapoznania sie z prowadzonymi w nich badaniami. Punktem kulminacyjnym
kazdej wizyty jest seminarium poswiecone zagadnieniom badawczym uznanym za priorytetowe we
wzajemnej wspotpracy.

W 2023 r. odbyto sig seminarium poswiecone pdtprzewodnikom, ktérego gospodarzem byt strona
tajwanska reprezentowana przez TSRI (Taiwan Semiconductor Research Institute), bedacy czescig National
Applied Research Laboratories (NarlLabs), wiodacej tajwanskiej sieci instytutéw badawczych, a
koordynatorem merytorycznym wizyty byta dr Mei Yu Chang, z Biura Spraw Migdzynarodowych NARLabs
oraz dr Chang-Hong Shen, Zastepca Dyrektora TSRI. Po stronie polskiej koordynatorem merytorycznym byta
prof. dr hab. Izabella Grzegory, Zastepca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Wysokich Cignient Polskiej
Akademii Nauk.

Temat potprzewodnikéw pojawia sie w wielu krajowych inicjatywach wspieranych przez NCBR. Cho¢ nie
zawsze skupiajg sie bezposrednio na danej technologii to czesto miesci sig on w szerszych kategoriach
takich jak: technologie materiatowe, cyfrowe czy mikroelektronika. Przyktad mogg stanowié strategiczne
programy badan naukowych i prac rozwojowych takie jak TECHMATSTRATEG czy INFOSTRATEG ktore m.in.
wspierajg innowacje technologiczne w obszarach zaawansowanej elektroniki i bezpieczenstwa cyfrowego.

Ponadto, w ramach konkursoéw realizowanych z funduszy europejskich warto wskazag:

1.Konkurs Important Projects of Common  European Interest (IPCEI) -
Microelectronics/Communication Technologies (ME/CT) - Konkurs w ramach dziatania 2.10 FENG,
skierowany do przedsigbiorstw realizujgcych projekty IPCEl. Obejmuje mikroelektronike i technologie
komunikacyjne. W 2024 r. NCBR podpisato umowe z liderem branzy potprzewodnikowej Vigo Photonics
S.A. umozliwiajgca realizacje projektu ,HyperPIC - Fotoniczne uktady scalone do zastosowan w sredniej
podczerwieni”, w ktérym kwota dofinansowania to ponad 440 min zt, a catkowita warto$é projektu to
ponad 853 min zt. Projekt HyperPIC to wedtug jego twdrcéw wieloletni program inwestycyjny, ktory,
znaczgco przyczyni sie do rozwoju polskiego klastra technologii fotonicznych, ale takze zapewni wiele
nowych miejsc pracy, zaréwno bezposrednio w projekcie, jak i w ekosystemie partnerdw i klientow oraz
przyciggnie talenty inzynierskie do Polski. Dzieki projektowi HyperPIC firma wprowadzi na rynek
innowacyjne w skali $wiata produkty odpowiadajgce potrzebom Al, loT, przemystu 4.0, rolnictwa 4.0 itp.

2.Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) - Konkursy w ramach dziatania
FENG.01.01 wspierajg projekty badawczo-rozwojowe i wdrozeniowe w obszarach zaawansowanych
technologii, w tym elektroniki i mikroelektroniki, co obejmuje réwniez pétprzewodniki.

3.STEP - Strategic Technologies for Europe Platform. Konkurs realizowany w ramach dziatania
FENG.05.01. W $ciezce B+R wspierane sg projekty w obszarach deep-tech, technologii cyfrowych i
strategicznych komponentéw - co moze obejmowaé podtprzewodniki jako kluczowy element
suwerennosci technologicznej UE.

60



AUTORZY

Raport opracowat zespot tek.info.pl, portalu dedykowanego dla PR
OISCE<b pro_[((_asjonalnie zwigzanych z projektowaniem i produkcjg : :: TEK info. pl
elektroniki. o

Zapraszamy na cykliczne spotkanie branzy elektronicznej
TEK.day, 2 wrzezénia 202g, Gdaﬁsklmayrzec 2027, WlJoc’raw 1 :: TEK day

Zapraszamy na spotkanie dla konstruktorow elektroniki, H a rd ware
Hardware Forum, maj 2027, £6dz FO rm

. N
phesienetospetioes g AT SEMICON'
Semieon T soskunarodonym, comin - TAIWAN

=N {4 e "

| L“lrw:‘:\q‘r
| |

L ) ! LA .II!

B B B

i




	BRANŻA  PÓŁPRZEWODNIKÓW W POLSCE 2026
	EUROPEJSKIE LOKALIZACJE ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH FRONT-END
	MESA
	Lfoundry Abezzano
	onsemi Roznov
	ST Microelectronics Catania
	ST Microelectronics Agrate
	GlobalFoundries    Drezno
	Tower Semiconductor Migdal HaEmek
	Infineon Technologies Drezno
	ST Microelectronics Catania
	Infineon Technologies Regensburg
	Infineon Technologies Villach
	Global Foundries Drezno
	Semikron Danfoss Norymberga
	TSMC/Bosch/NXP/Infineon Drezno

	legenda Planowane
	TDK-Micronas Freiburg
	Trumpf Ulm
	United Monolithic Semiconductors Ulm
	STMicroelectronics Kirkop
	*Źródło: Securing the European Union’s Electronics Ecosystem, IPC 2024


	GÓRNY ŚLĄSK
	WARSZAWA
	1.959
	URZĄDZENIA
	URZĄDZENIA
	BACK-END
	NAUKA
	SZANSE
	ZAGROŻENIA
	MOCNE STRONY
	SŁABOŚCI


